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Disclaimer:
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informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

2 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

3 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.1 Genl Header (USB_11_12)

SATA3 Connector (SATA3_5)

SATA3 Connector (SATA3_4)

SATA3 Connector (SATA3_2)

10 SATA3 Connector (SATA3_3)

11  Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

12 SATA3 Connector (SATA3_0)

13 SATA3 Connector (SATA3_1)

14  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
15 System Panel Header (PANEL1)

16  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

17 USB 2.0 Header (USB_7_8)

18 USB 2.0 Header (USB_13_14)

19 COM Port Header (COM1)

20 Print Port Header (LPT1)

21 TPM Header (TPMS1)

22 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)
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1.4 1/0 Panel
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1 USB 2.0 Ports (USB12) 7 USB 3.1 Gen2 Ports (USB5_6)
2 D-Sub Port 8 USB 3.1 Gen2 Ports (USB_3_4)
3 LAN RJ-45 Port* 9 HDMI Port
4 LineIn (Light Blue)** 10 DVI-D Port
5  Front Speaker (Lime)** 11 PS/2 Keyboard/Mouse Port
6  Microphone (Pink)**

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

S

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

0

e 0 = 1] I

'/ Surround speakers [ speakerFil
| Swap Center / Subwoofer Output
| Enable Bass Management

&4 REALTEK

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B360M-HDV motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

.

.

.

ASRock B360M-HDV Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B360M-HDV Quick Installation Guide

ASRock B360M-HDV Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

1 x Screw for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications

Platform + Micro ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

CPU - Supports 8" Generation Intel® Core™ Processors (Socket
1151)
+ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Chipset - Intel® B360

Memory + Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 2x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory
+ Max. capacity of system memory: 32GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion « 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIEL: x16 mode)*
Slot * Supports NVMe SSD as boot disks
» 2x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCle)

Graphics - Intel* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

+ Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

« DirectX 12

« HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)
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Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI Port

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Supports Surge Protection
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x DVI-D Port

1 x HDMI Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

4x USB 3.1 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone



Storage

Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

+ 6x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and
Hot Plug*

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will
be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

+ 1xPrint Port Header
+ 1x COM Port Header
+ 1xTPM Header
+ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CHA_FAN1/WP and CHA_FAN2/WP can auto detect if 3-pin
or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8 pin 12V Power Connector
+ 1xFront Panel Audio Connector
+ 2xUSB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

+ SMBIOS 2.7 Support

+ CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.05V Voltage Multi-adjust-

ment

+ Temperature Sensing: CPU, Chassis/Water Pump Fans
+ Fan Tachometer: CPU, Chassis/Water Pump Fans
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+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU
temperature): CPU, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis/ Water Pump Fans

+ CASE OPEN detection

. Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

PCH 1.05V
0s + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

13



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

14
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itisnot allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

: The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.

15
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIEI1 (PClIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

17



18

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

==

W W

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2opi
(see p.1, No. 11) pin jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option

“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

f Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over

will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELLI)
(see p.1, No. 15)

Connect the power
button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.



Chassis Intrusion and SPEAKER Please connect the
Speaker Header DUNEI) m’l MY chassis power LED and
(7-pin SPK_CI1) *sv | | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 16) , oo header.
SIGN/I\L |
GND
DUMMY
Serial ATA3 Connectors ©, = -, These six SATA3
(SATA3_0: g -I g connectors support SATA
see p.1, No. 12) % = | f}:; data cables for internal
(SATA3_1: storage devices with up to
see p.1, No. 13) 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2: (‘:| 3 $| *If M2_1 is occupied by
see p.1, No. 9) E |- E a SATA-type M.2 device,
(SATA3_3: 0=l l=ln SATA3_3 will be disabled.
see p.1, No. 10) z| 3 ;|
(SATA3_4: E |_ E
see p.1, No. 8) o ==o0
(SATA3_5:
see p.1, No. 7)
USB 2.0 Headers use_PWR There are two USB

(9-pin USB_7_8)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB_13_14)
(see p.1, No. 18)

2.0 headers on this
motherboard. Each USB
2.0 header can support

two ports.

USB 3.1 Genl Header
(19-pin USB_11_12)
(see p.1, No. 6)

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vbus
IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+
GND
IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+
GND
IntA_P3_D-
IntA_P3_D+

1D

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.1 Genl header can

support two ports.



Front Panel Audio Header GNERE&E‘QCNEEa‘;
(9-pin HD_AUDIO1) )
(see p.1, No. 22)

B360M-HDV

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.

must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

Q 1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to

connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel

and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan  cno
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connectors
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 4)

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
(4-Pil’1 CHA_FANZ/WP) FANVOLTAGE%

GND
(see p.1, No. 14)

BN W

This motherboard
provides two 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 2)

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

21



This motherboard
provides a 24-pin ATX

power connector. To use a

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 5)

20-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1

and Pin 13.
ATX 12V Power 8 5 This motherboard
Connector (| provides an 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) L0 12V power connector. To
4 1
(see p.1, No. 1) use a 4-pin ATX power

supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.

Serial Port Header faee This COM1 header
(9-pin COMI)
(see p.1, No. 19) ;

supports a serial port

module.

DDCD#1

TPM Header . This connector supports Trusted
(17-pin TPMS1) 57 Platform Module (TPM) system,

(see p.1, No. 21) 1 which can securely store keys,
digital certificates, passwords,

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
PCICLK

O ® ®¥ O - o zZ zZ O
§22353:225 and data. A TPM system also
z 0 e
"z £ é‘ helps enhance network security,
w‘ D‘ ™ . . o
i protects digital identities, and

ensures platform integrity.

Print Port Header %72 This is an interface

(25-pin LPT1) —— for print port cable
BEEEE

(see p.1, No. 20) IDEEEERE that allows convenient

connection of printer

devices.



2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_1) supports SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10
Gb/s).

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
% and the screw.

B360M-HDV

F 14 f Step 2
f o !
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
o location to be used.

-Q

D C

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280

23
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team
TEAM

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4

AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUB0ONS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228083/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PPAM-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
TMSFP2240G0C101

25
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TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

TM8FP2480GCl110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B360M-HDV von ASRock entschieden haben - ein

zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design,
das ASRock Streben nach Qualitit und Bestdndigkeit erfiillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benétigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock- Webseite
http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

1.1 Lieferumfang

.

.

.

ASRock B360M-HDV-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
ASRock B360M-HDV-Schnellinstallationsanleitung

ASRock B360M-HDV-Support-CD

1 x E/A-Blendenabschirmung

2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

Micro-ATX-Formfaktor

Feststoffkondensator-Design

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8"
Generation
Unterstiitzt Intel” Turbo Boost 2.0-Technologie

Intel® B360

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

Systemspeicher, max. Kapazitat: 32 GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

+ 1x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x16-Modus)*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 2 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatze (Flexible PCle)

Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Unterstiitzt integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-

2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und HDMI
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+ Unterstiitzt HDMI mit maximaler Aufl6sung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

+ Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

+ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

+ Unterstiitzt HDCP mit DVI-D- und HDMI-Ports

+ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI-Port

Audio « 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC887-Audiocodec)
* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-
Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton tiber den
Audiotreiber aktivieren.
- Unterstiitzt Uberspannungsschutz
« ELNA-Audiokondensatoren

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® 1219V
+ Unterstiitzt Wake-On-LAN
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
« Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

Riickblende, « 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
E/A + 1x D-Sub-Port
« 1xDVI-D-Port
- 1 x HDMI-Port
+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
+ 4x USB-3.1-Gen2-Type-A Ports (10 Gb/s)
+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
» HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon
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Speicher

Anschluss

BIOS-Funktion

« 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging*

* Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_3 deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel® Optane™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

1 x Druckerport-Anschlussleiste
+ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
+ 1 x TPM-Stiftleiste
+ 1 x Gehauseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W).
+ 2 x Gehduse-/Wasserpumpenliifteranschliisse (4-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* La ventola chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP und CHA_FAN2/WP kénnen automatisch erken-
nen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1 x Audioanschluss an Frontblende
« 2x USB 2. 0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
. 1x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger graf-
ischer Benutzerschnittstellen

+ ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

+ CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V Mehrfachspannungsanpas-

sung
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Hard- + Temperaturerkennung: CPU-, Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter
wareiiberwa- - Liiftertachometer: CPU-, Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter
chung + Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterg-

eschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehéuse-/Was-

serpumpen-Liifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehduse-/Wasser-
pumpen-Liifter

+ Gehause-offen-Erkennung

+ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,05V

Betriebssys- + Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
tem

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

fi Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursa-
cht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

==

W W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS
(CLRCMOSI) 16schenOffen: Standard

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 11) poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten

im CMOS beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort,
Datum, Zeit und Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen

der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte
ab und ziehen das Netzkabel; schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3
Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe
nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss
der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunichst; fahren
Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Q Falls Sie den CMOS loschen, wird miglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kap-
A pen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1) -
(siehe S. 1, Nr. 15)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend
der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser
Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen
Kontakte.

PWRBIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Inhres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautspre-
cher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

33



Gehduseeingriffs- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_CI1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V |
A

1L_O[O]O

I |
SIGNAL
GND

DUMMY

Bitte verbinden Sie

die Betrieb-LED des
Gehauses und den
Gehduselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschlisse ° A Diese sechs SATA-III-
(SATA3_0: g |- -| g Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 12) 0 =l = o SATA-Datenkabel fiir
(SATA3_1: interne Speichergerite mit
siehe S. 1, Nr. 13) einer Datentibertragungsge
(SATA3_2: S schwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 9) E |_ I_ E * Wenn M2_1 durch ein
(SATA3_3: 2 == f SATA-Typ-M.2-Gerit
siehe §. 1, Nr. 10) 2' N 2' belegt ist, wird SATA3_3
(SATA3_4: b |_ I_ L deaktiviert.

siche S. 1, Nr. 8) o ==

(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 7)

USB 2.0-Stiftleisten use_PwR Es gibt zwei USB-2.0-

(9-polig, USB_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 17)
(9-polig, USB_13_14)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Stiftleisten an diesem
Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

P
USB_PWR
USB 3.1 Gen1-Stiftleiste veus Es gibt eine Stiftleiste an
Vbus IntA_P3_SSRX-
(19-polig, USB_11_12) IntA_P2_SSRX- ma_pa_ssrxe  diesem Motherboard.
IntA_P2_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 6) GND IntA_P3_SSTX- Diese USB-3.1-Genl-
IntA_P2_SSTX- IntA_P3_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ GND Stiftleiste kann zwei Ports
GND IntA_P3_D-

IntA_P2_D- IntA_P3_D+
IntA_P2_D+ D

unterstiitzen.



Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

B360M-HDV

Diese Stiftleiste dient
dem Anschlieflen von
Audiogeriten an der
Frontblende.

S

N

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikro-
fon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke)“ an.

Gehduse-/Wasserpump-
en-Lifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 4)

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 14)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

Dieses Motherboard

bietet zwei 4-poligen Was-
serkithlung-Gehiuseliifter-
anschluss. Falls Sie

einen 3-poligen Gehause-
Wasserkithlerliifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 34

Dieses Motherboard
bietet einen 4-poligen
CPU-Lifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Liifter anschlieflen mocht-
en, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

Dieses Motherboard bietet ei-
nen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schlielen Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kon-
takt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-
V-Netzanschluss. Bitte
schlieflen Sie es zur Nutzung
eines 4-poligen ATX-Netz-
teils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Diese COM 1 -Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3V

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und Dat-
en sicher aufbewahren kann. Ein
TPM-System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen und
gewihrleistet die Plattforminteg-

ritat.

Druckanschluss-Stiftleiste Ao,

(25-polig, LPT1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

Diese Schnittstelle ist fiir
Druckerkabel vorgesehen
und ermdglicht bequemes

Anschlieen von
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mere ASRock B360M-HDYV, une carte
mere fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.
Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte meére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.
Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B360M-HDV (facteur de forme Micro ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock B360M-HDV

« CD dassistance ASRock B360M-HDV

+ 1x panneau de protection E/S

« 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente d’ex-
pansion

Graphiques

Facteur de forme Micro ATX
Conception a condensateurs solides

Prend en charge les processeurs 8™ génération Intel® Core™
(socket 1151)

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
Intel® B360

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

Capacité max. de la mémoire systeme : 32 Go

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15p sur fentes DIMM

1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIEL : mode x16)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

2 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)

La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controéleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel® UHD Graphics Built-

in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et
MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru" 3D, Intel® Clear Video
HD Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP via ports DVI-D et HDMI

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC887)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire dutiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction

audio multicanal via le pilote audio.

Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x ports USB 3.1 Gen2 Type-A (10 Gb/s)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone
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Stockage

Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

+ 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

*Si M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_3
est désactivé.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M et M.2 PCI
Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

+ 1 x embase pour port d'impression
+ 1 x embase pour port COM
+ 1xembase TPM
+ 1xprise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un venti-
lateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 2 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (contréle de vitesse de ventilateur intelligent)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de
2A (24 W).
* CHA_FAN1/WP et CHA_FAN2/WP peuvent détecter automa-
tiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
+ 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
+ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
+ 1x connecteur audio panneau frontal
+ 2xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

+ BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

« Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

« Compatible SMBIOS 2.7

+ Réglage de la tension CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V
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Surveillance + Détection de température : Ventilateurs de CPU / chassis / pom-
du matériel peaeau
+ Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU / chassis / pom-
pe a eau

« Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ven-
tilateur du chéssis dapres la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU / chassis / pompe a eau

« Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU / chassis / pompe & eau

« Détection CHASSIS OUVERT

« Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, PCH 1,05V

Systéme + Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications + FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-
A cations du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour

responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

==

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOSI1) CMOSOuvert : Par défaut
. Cavalier (jumper)
(voir p.1, No. 11) 3 2 broches

CLRCMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,
heure et parametres de réglage du systeme. Pour effacer les parametres du systéme
et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son
cordon d’alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter
les broches CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon
du cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les
données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer

le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.



1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
A JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

cavalier sur ces embases ou connecteurs endi

Embase du panneau sys-
teme

(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 15)

airré

édiablement votre carte mére.

Branchez le bouton de
mise en marche, le bouton
de réinitialisation et le
témoin détat du systéme

B360M-HDV

présents sur le chassis

sur cette embase en
respectant la configuration
des broches illustrée
ci-dessous. Repérez

les broches positive et
négative avant de brancher
les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-
ton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement
au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
S1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
o DUMMY o . A
et emplacement sur chéssis DUMMY | d'alimentation du chéssis
(SPK_CI1 a 7 broches) sV | et le haut-parleur du
(voir p.1, No. 16) ; olo chéssis sur ce connecteur.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
Connecteurs Serial ATA3 © FE] Y Ces six connecteurs
(SATA3_0: g I- -I g SATA3 sont compatibles
voir p.1, No. 12) & l=l kel & avec les cébles de données
(SATA3_1: SATA pour les appareils de
voir p.1, No. 13) stockage internes avec un
(SATA3_2: $| w :| taux de transfert maximal
voir p.1, No. 9) E I_ |_ é de 6,0 Go/s.
. o ==l @
(SATA3_3: ° * §i M2_1 est occupé
. = -
voir p.1, No. 10) 2' 2' par un périphérique M.2
(SATA3_4: K = type SATA, SATA3_3 est
. o= i=v
voir p.1, No. 8) désactivé.
(SATA3_5:

voir p.1, No. 7)

Embases USB 2.0
(USB_7_8 a9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB_13_14 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

USB_PWR
P-

Cette carte mere comprend
deux embases USB 2.0.
Chaque embase USB 2.0
peut prendre en charge
deux ports.

Embase USB 3.1 Genl
(USB_11_12 a 19 broches)
(voir p.1, No. 6)

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vbus
IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+
GND
IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+
GND
IntA_P3_D-
IntA_P3_D+

D

Cette carte mére comprend
un connecteur. Cette embase
USB 3.1 Genl peut prendre

en charge deux ports.



Embase audio du panneau e

frontal

(HD_AUDIO1 4 9
broches)
(voir p.1, No. 22)

S

N

B360M-HDV

Cette embase sert au
branchement des appareils
audio au panneau audio

frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur
de chassis/pompe a eau
(CHA_FAN1/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

(CHA_FAN2/WP a4
broches)
(voir p.1, No. 14)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[EENRTIFN

Cette carte mére est dotée
d'deux connecteurs pour
ventilateur de chassis a
refroidissement par eau a 4
broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
chéssis a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANI a4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Cette carte mere est dotée
d’un connecteur pour
ventilateur de processeur
(Quiet Fan) a 4 broch-

es. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur
de processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 5)

Cette carte meére est dotée
d’un connecteur d’alimenta-
tion ATX & 24 broches. Pour
utiliser une alimentation
ATX a 20 broches, veuillez ef-
fectuer les branchements sur
la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mere est dotée
d’un connecteur d’alimenta-
tion ATX 12V a 8 broches.
Pour utiliser une alimentation
ATX a4 broches, veuillez
effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 19)

Cette embase COM1 prend
en charge un module de
port série.

Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 21)

GND

GND

S_PWRDWN #

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ans

Ce connecteur prend en charge un
module TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver I'in-
tégrité de la plateforme.

Embase de port
d’impression

(LPT1 a 25 broches)
(voir p.1, No. 20)

Il s'agit d'une interface
pour le cable du port
d’impression qui permet
un branchement aisé
des périphériques
d’impression.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B360M-HDYV, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock B360M-HDV (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida rapida di installazione ASRock B360M-HDV

« CD di supporto ASRock B360M-HDV

1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

1 xviti per Socket M.2 (opzionali)

47



48

1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio d’es-
pansione

Grafica

- Fattore di forma Micro ATX

+ Design condensatore solido

. Supporta processori 8" Generation Intel® Core™ (Socket 1151)
« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

- Intel® B360

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

+ 2xalloggi DIMM DDR4

+ Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

+ Capacita max. della memoria di sistema: 32 GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

+ Contatti doro 15u negli alloggi DIMM

«+ 1xalloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modalita x16)*
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
« 2xalloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

- La videografica integrata della scheda video UHD Intel” e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

- Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel”: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel” Insider™, Intel” UHD Graphics

« DirectX 12

» Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

« Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
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Audio

LAN

1/0 pannello
posteriore

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K

(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (e
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP con le porte DVI-D e HDMI

Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI

Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC887)

* Per configurare laudio HD 7.1 canali, & necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta DVI-D

1 x porta HDMI

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

4 x porte USB 3.1 Gen2 Type-A (10 Gb/s)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono
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Archiviazione

Connettore

Funzionalita
BIOS

+ 6 x connettori SATA3 6, 0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot
Plug*

*Se M2_1 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_3
sara disabilitato.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

1 x connettore porta stampa
+ 1x connettore porta COM
+ 1x connettore TPM
+ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza mas-
simadilA (12W).
+ 2 connettori ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Smart Fan Speed Control)
* La ventola chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP sono in grado di rilevare se ¢
in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
+ 1x connettore alimentazione ATX 24 pin
+ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
+ 1x connettore audio pannello frontale
+ 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0)
(supporta protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

+ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

+ Supporto di SMBIOS 2.7

. Regolazione tensione CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V
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Hardware « Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, pompa dell'acqua

Monitor « Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dellacqua

SO

« Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, pompa dell'acqua

- Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dell’ac-
qua

+ Rilevamento CASE OPEN

- Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,05V

« Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni - FCC,CE

« ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
L

del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS > o CMOS

(CLRCMOSI) Jumpera 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 11)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella
CMOS includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password
del sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e
reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il
computer e scollegare il cavo di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del
jumper per cortocircuitare i pin su CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere
il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la
CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in

seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azze-
rare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header
e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

d'alimentazione, il tasto di
ripristino e l'indicatore di

stato del sistema del telaio
a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin
definita di seguito. Annotare
i pin positivi e negativi
prima di collegare i cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimen-

Q PWRBIN (tasto dalimentazione):

tazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristi-
no per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED dalimentazi-

one, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pan-
nello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione
dei pin siano corrette.

53



Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare i LED alimen-

e intrusione telaio DUMD r\;J\’\rA M tazione e l'altoparlante a
(SPK_CI1 a 7 pin) oy | | questo connettore.
(vedere pag. 1, n. 16) [ Jololo
SIGNAL |
GND
DUMMY
Connettori Serial ATA3 © M F Y Questi sei connettori
(SATA3_0: g |- -| g SATA3 supportano cavi
vedere pag. 1, n. 12) bl O ) dati SATA per dispositivi di
(SATA3_1: archiviazione interna, con
vedere pag. 1, n. 13) una velocita di trasferimento
(SATA3_2: oM o dati fino a 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1, n. 9) E |_ I_ E * Se M2_1 & occupato
(SATA3_3: o == da un dispositivo M.2 di
vedere pag. 1, n. 10) M= tipo SATA, SATA3_3 sara
(SATA3_4: = |_ I_ = disabilitato.
vedere pag. 1, n. 8) o ==
(SATA3_5:
vedere pag. 1, n. 7)
Header USB 2.0 Use_PwR Ci sono due connettori
(USB_7_8 a9 pin) USB 2.0 su questa scheda

(vedere pag. 1, n. 17) madre. Ciascun header
(USB_13_14 a9 pin) 1 USB 2.0 puo supportare
(vedere pag. 1, n. 18) p- due porte.
USB_PWR
Header USB 3.1 Genl vbus Su questa scheda madre
Vbus IntA_P3_SSRX-
(USB_11_12a 19 pin) IntA_P2_SSRX- na_P3_ssrx+  C& un connettore. Questa
IntA_P2_SSRX+ GND
(vedere pag. 1, n. 6) onD ma psssx-  basetta USB 3.1 Genl pud
IntA_P2_SSTX- IntA_P3_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ GND supportare due porte.
GND IntA_P3_D-
IntA_P2_D- IntA_P3_D+

IntA_P2_D+ L}



Header audio pannello
anteriore
(AUDIO1_HD a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

S
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Questo header serve a
collegare i dispositivi
audio al pannello audio

anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull' header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessar-
io collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola GND Questa scheda madre

FAN_VOLTAGE

chassis / pompa dell'acqua FAN_SPEED ¢ dotata di connettori

(CHA_FAN1/WP a4 pin)

FAN_SPEED_CONTROL .
due 4-Pin per ventole

(vedere pag. 1, n. 4) raffreddamento ad acqua

12 34

del telaio. Se si decide di
collegare una ventola telaio

(CHA_FAN2/WP a 4 pin) FAN’Z:E\EDF}%OZ.IES[: ‘3‘ con raffreddamento ad

(vedere pag. 1, n. 14) FAN-voLTACE 2 acqua a 3 pin, collegarla al
pin 1-3.

Connettore ventola CPU FAN_SPEED_CONTROL Questa scheda madre &

(CPUiFANl a4 pin) FAN_VOLTAGE
(vedere pag. 1, n. 2)

CPU_FAN_SPEED

dotata di un connettore per
la ventola della CPU (Ven-
tola silenziosa) a 4 pin. Se
si decide di collegare una
ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
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Connettore di 12 [OO] 24
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore di
alimentazione ATX a 24 pin.
Per utilizzare un'alimentazi-
one ATX a 20 pin, collegarla
lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di [ —

alimentazione ATX da I I
L]

12V : ]

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore

di alimentazione ATX da
12V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)

Questo header COM1
supporta un modulo di

porta seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)

(vedere pag. 1, n. 21) m 1

LAD3
PCIRST #

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in

modo sicuro chiavi, certificati

% é % % % % g ; % digitali, password e dati. Un
; g E 3 sistema TPM permette anche di
! é : potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e di
garantire l'integrita della piatta-
forma.
Header porta di stampa R ors Si tratta di un'interfaccia
(LPT1 a 25 pin) ‘P'Tgfwﬁﬁ%ﬁ per il cavo della porta di
[§][€l[¢) 8] (€l (] [€l [e) [e]

(vedere pag. 1, n. 20) .

stampa che consente una

comoda connessione ai

E
ST dispositivi della stampante.



B360M-HDV

1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B360M-HDYV, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la
CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B360M-HDV (Factor de forma Micro ATX)
+ Guia de instalacién rapida de ASRock B360M-HDV

« CD de soporte de ASRock B360M-HDV

« 1 xescudo panel E/S

« 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

1 x tornillo para socket M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

Factor de forma Micro ATX

Disefio de condensador solido

Compatible con la 8* generacién de procesadores Intel* Core™
(Socket 1151)
Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B360

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x ranuras DIMM DDR4

Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer
Capacidad maxima de memoria del sistema: 32 GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
Contacto 15 Gold en ranuras DIMM

+ 1 xranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16)*
* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
2 xranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Inte]” UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync
Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Codificacién y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (solo
descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de

4K x 2K (4096x2160) a 30Hz
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Compatible con DVI-D con méxima resolucién hasta 1920x1200
a 60Hz

Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a

60 Hz

Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funcién HDCP con puertos DVI-D y HDMI
Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI

7.1 Audio CH HD (Cddec de audio Realtek ALC887)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo

del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio

multicanal a través del controlador de audio.

Admite proteccién contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x puerto de raton/teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto DVI-D

1 x puerto HDMI

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccién contra descargas
electrostaticas)

4 x Puertos USB 3.1 Gen2 Type-A (10 Gb/s)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /
Micréfono
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Almacenami-
ento

Conector

Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

+ 6 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibles con las funciones
NCQ, AHCI y Conexi6n en caliente*
* 81 M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_3
se deshabilitara.
+ 1xZocalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 con clave M y el m6d-
ulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel”
** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

- 1 x Base de conexiones de puerto de impresion
1 x Base de conexiones de puerto COM
+ 1 x Conector TPM
+ 1x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 2x Conector para ventilador de bomba de agua o chasis
(4 contactos) (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de
2A (24 W).
* CHA_FAN1/WP y CHA_FAN2/WP se pueden detectar automati-
camente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
« 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
« 1 x conector de alimentacién de 12V de 8 contactos
+ 1 x Conector de audio en el panel frontal
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2. 0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1 x base de conexiones USB 3.1 Genl (admite 2 puertos USB 3.1
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

« Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

+ Multi-ajuste de voltaje de CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V

+ Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis/CPU

+ Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis/CPU



SO

Certifica-
ciones

B360M-HDV

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/ CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herrami-

2 Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido

entas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del
sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

==

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOS1)

(consulte la pag.1, N° 11)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasenia, la fecha

y la hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y
restablecer los parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion,
apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice
una tapa de puente para acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos.
Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar
el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero vy,

a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear

Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
danard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del siste- PLED+ Conecte el boton de

ma

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N 15)

alimentacion, el botén de
restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se

encuentran en el chasis a esta

base de conexiones segun las
asignaciones de contactos

que se indica a continuacion.
Cercidrese de cuales son

los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los
cables.

PWRBTN (botén de alimentacién):
Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacién.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de resta-
blecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de 6n S4 o estd apagado (S5).

b

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegtirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

63



Cabezal de intrusion de SPEAKER Conecte el LED de ali-
chasis y de altavoces DUNEI) m’l M mentacion del chasis y el
(SPK_CI1 de 7 contactos) o | | altavoz del chasis a esta
(consulte la pag.1, N° 16) ; 0lo base de conexiones.
SIGN/I\L |
GND
DUMMY
Conectores Serie ATA3 ©, =] -, Estos seis conectores
(SATA3_0: E I- -| g SATA3 son compatibles
consulte la pag.1, N° 12) 5, =] | c</() con cables de datos SATA
(SATA3_1: para dispositivos de
consulte la pag.1, N° 13) almacenamiento interno
(SATA3_2: $| [ g con una velocidad de
consulte la pag.1, N° 9) E I- |- E transferencia de datos de
(SATA3_3: 0 =l =l » hasta 6,0 Gb/s.
consulte la pag.1, N° 10) z| o ;| *Si M2_1 se ocupa con
(SATA3_4: E I_ |_ E un dispositivo M.2 de
consulte la pag.1, N° 8) o == n tipo SATA, SATA3_3 se
(SATA3_S: deshabilitars.
consulte la pag.1, N° 7)
Cabezales USB 2.0 use_PwR Hay dos bases de

(USB_7_8 de 9 contactos)
(consulte la pdg.1, N° 17)
(USB_13_14 de 9
contactos)

(consulte la pdg.1, N° 18)

P-
USB_PWR

conexiones USB 2.0 en esta
placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos

puertos.

Cabezal USB 3.1 Genl
(USB_11_12de 19
contactos)

(consulte la pag.1, N° 6)

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vb

IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+

us

GND

IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+

GND

IntA_P3_D-
IntA_P3_D+

D

Esta placa base tiene otra
base de conexiones. Esta
base de conexiones USB 3.1

Genl admite dos puertos.



Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIOI de 9
contactos)

(consulte la pag.1, N 22)

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de
audio al panel de audio
frontal.

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

S

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micrdfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

B360M-HDV

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/chasis
(CHA_FAN1/WP de 4 con-
tactos)

(consulte la pag.1, N 4)

(CHA_FAN2/WP de 4 con-
tactos)
(consulte la pag.1, N° 14)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[SUNRTIS

Esta placa base propor-
ciona dos conector de
ventilador del chasis de
refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensan-
do conectar un ventilador
de refrigeracion por agua
del chasis de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag.1, N° 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 34

Esta placa base contiene
un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de
CPU de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.
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Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pdg.1, N° 5)

Esta placa base contiene
un conector de alimentac-
i6n ATX de 24 contactos.
Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 20
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentaciéon
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pdg.1, N° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion
ATX de 12V y 8 contactos.
Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pdg.1, N° 19)

RRXD1

Este cabezal COM1 admite
un modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag.1, N° 21)

S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ano

Este conector es compatible con el
sistema M6dulo de Plataforma Se-
gura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias
y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad

en la red, protege las identidades
digitales y garantiza la integridad
de la plataforma.

Cabezal de puerto de
impresion

(LPT1 de 25 contactos)
(consulte la pag.1, N° 20)

Esta es una interfaz para
el cable del puerto de

impresion que permite

olo
/

3 L . -
ster dispositivos de impresion.

una comoda conexién de
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1. BBegeHne

Brarogapum Bac 3a mpruobpeTeHre Hafje)KHOI MaTeprHCKoIT mtathl ASRock
B360M-HDYV, BbiTycKaemoii TI0f; TOCTOAHHBIM CTPOTYM KOHTPOJIEM

xommanuy ASRock. Ora maTepuHCKas rata obecrieurBaeT BeMMKONEIHYIO
TIPOU3BOAMUTETHBHOCTD ¥ OTANYAETCA HAZIEKHOI KOHCTPYKI[MEH B COOTBETCTBUN C

TP€6OBaHI/IHMI/I kommnauuy ASRock B OTHOLIEHUY KayeCcTBa U JONTOBEYHOCTU.

ITo npuuuﬂe 00H087IEHUS xapakmepucmuk CUCMeMHOU naamvl U f’l‘DOZPLIMMHGZG
obecneuenus: BIOS codepicumoe Hacmosugeii 0OKyMeHMAauuu mosicem Gbimb usmereHo 6e3

npedsapumenvrozo yeedomnenus. IIpu usmeneHuu cOOEPHUMO20 HACMOAULe20 OOKYMEHMA
€20 00H087IeHHAS 8epcusi 6ydem docmynHa Ha e6-cailme ASRock 6es npedsapumenvtozo
yeedomnenus. IIpu Heo6xo0uUMOCMU mexHu®eckoil no00epiuKu, C6A3AHHOILL C MAMEPUHCKOTL
naamoti, nocemume 6e6-catim u Hatioume Ha HeM UHPOPMALUIO 0 MOOENU UCHOTb3YeMOLlL
samu mamepurckoti nnamot. Ha se6-caiime ASRock makoce moxcHO Haiimu camblii nocneoHut
nepeuerv nodoepxusaemoix VGA-xapm u LII1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBKku

+ Marepunckas nnara ASRock B360M-HDV (dopm-daxrop Micro ATX)

+ Kparxoe pyxosopcTso no ycranoske ASRock B360M-HDV

o Juck ¢ T1O gis ASRock B360M-HDV

« 1 X 3KpaH IaHe/M ¢ MOPTaMy BBOJIa-BbIBOJA

+ 2 x kabens nepepaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpuobperarorcs OTeNbHO)
+ 1 x Bunrt 151 ruesga M.2 (Ipro6peTaoTcst OTAeIbHO)

67



68

1.2 TexHnYyeckme xapakTepucTmnkin

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnot
pacwmpeHuns

Fpaduueckasn
noacucrema

Dopm-daxrop Micro ATX
CxeMa Ha OCHOBE TBEPJJOTE/IbHBIX KOH/IEHCATOPOB

Topepskka mporteccopos 8" mokonenus Intel” Core™ (Socket
1151)
TMonnepxuBaercst TexHonorus Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B360

JIByxKkaHanbHas namAaTb DDR4

2 x rue3na DDR4 DIMM

ToppepsxmBatorcst Mopynu HebydepusoBanHoit mamsaTu DDR4
2666/2400/2133 6e3 ECC.

Maxkcnmanbasin 06vem O3Y: 32 I'b

TonpepxuBaetcs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Tlo3omoyennsle (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM

+ 1x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: pexxum x16)*
* Ilopep>kuBaloTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-mycky Tuma
NVMe.

+ 2 x PCI Express 3.0 x1 pasbem (Flexible PCle)

Bcrpoennsiit Bueoagantep Intel® UHD Graphics u BbIxozst
VGA noagepX1BaloTcs TONbKO mpu ycronb3oanym 11T co
BCTPOEHHBIMM IPApUUeCKIMM MPOI[eCCOPAMI.
Ho,u,uep)KI/[BathIe BCTPOECHHDbIE TEXHOIOT VN Bmsyan]/[?.au]/u/{
Intel® UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ nonzocTsio
anmapaTHbIM KouposaHueMl B popmarax AVC, MVC (S3D) n
MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, texnonorus Intel® Clear Video HD,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12

ITporpamMmHoO-anmapaTHOe KOAMpoBaHue-aeKkofupobanye: AVC/
H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ut, VP8, VP9 8
6ut, VP9 10 6ur (Tonbko gekopuposanue), MPEG2, MJPEG,
VC-1 (TonmbpKO [IeKOpOBaHe)

Tpu Bugeossxoma: D-Sub, DVI-D n HDMI
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« Topmepxka HDMI ¢ MakcumanbHbIM paspenenyeM 1o 4K x 2K
(4096x2160) mpu gactore o6HOBIEeHM: 30 I11

+ Ha Boixoge DVI-D nopnepxnBaercss MakcuManbHOe
pasperenne go 1920x1200 npu yacrore o6HoBIeHuUs 60 11

« Iloppepxusaercst D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspeleHneM 10
1920x1200 mmpm 60 Iy

+ Toppepxusatorcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/nser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes nopr HDMI
(tpebyercs coorsercraytomuit HDMI-monuTop)

« Toppepxka dpynkunu samutel HDCP uepes noprst DVI-D n
HDMI

« Tloppepsxka BoiBOAa Bujeo ¢ pasperernem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noptT HDMI

3BYK + 7.1-KaHaJ/IbHBIIT 3BYK BBICOKOII 4eTKOCTH (ayfumokozek Realtek
ALC887)
*II1a HacTpO¥KM 7.1-KaHaTbHOTO 3BYK BBICOKOI YeTKocT! HD
Audio ncronp3yiiTe mepefHio0 ayanonanens HD n akTusupyiite
(YHKINMIO MHOTOKAaHA/IbHOTO 3ByKa B ayJAMOfpaiiBepe.
+ 3amurTa OT IepenagoB HAIpsDKEHNs B 97IeKTPUIECKOIL CeTn
+ Konpencarops! gia ayaumocucrem ELNA

LAN - Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6urt/c
+ Giga PHY Intel® 1219V
« Toppepxusaercs npobysxpetne mo JIBC
+ MonnnesamuTa 1 3aIuTa OT 3MEKTPOCTATUYECKIX Pa3PAIOB
+ Tloppepxuaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Tlopmepxusaercsa PXE

MopTbl BBOAaA- 1 mopt PS/2 pysa mblmm/KnaBuatypst
BblBOAA Ha + 1x mopt D-Sub

3agHeii navenu ° 1 1opr DVI-D
+ 1 xnopr HDMI

+ 2 moptos USB 2. 0 (c 3aIuTOl OT 97€KTPOCTATNYECKIX
paspsaoB)

+ 4 mopros USB 3.1 Gen2 Type-A (10 Gb/s)

+ 1xmopt JIBC RJ-45 c napnkaropamn («<AKTMBHOCTB/
Coepunenne» u «CKOpOCTb»)

« Paspembr HD Audio: JInHeiiHblit BXOJ, / IepefHIe SUHAMUKN /
MUKPOGOH
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3anomuHawwme
yCTpoOcTBa

Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA

+ 6 xmopra SATA3 6,0 I'6/c, moppgepxusatorcs NCQ, AHCI
«ropsAYas» 3aMeHa*

* Ecm cnot M2_1 3anAr ycrpoiictBom M.2 tuna SATA, nnrepdeiic
SATA3_3 6yzeT OTK/IIOYEH.

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_1), nogaep>xuBaetcs MOAyb M.2
SATA3 tuma 2230/2242/2260/2280 ¢ xmouoM M ¢ IpOITyCKHOIM
croco6HoCTBIO 6,0 T'6/C M1 MOmyns M.2 PCI Express 1o Bepcun
Gen3 x4 (32 T6/c)**

** [opmeps>xka TexHomoruyu Intel® OptaneTM

** TTopep>KMBalOTCA B KauecTBe 3arpy3oyHbIx SSD-fyckn tumna
NVMe

** Tlopnepsxusaercst kommiekt ASRock U.2.

+ 1 Ko/mofKa mopTa NpuHTEpa

+ 1 xonogxa COM-nopra

« 1 komogka TPM

+ 1 Konopka ¢ pagbeMaMit JaT9MKa BCKPBITUA KOPITyca I
IVHAMMKA

+ 1 paspeM A1 BeHTHIATOpA oxnaxKeHus LII1, 4-KOHTaKTHBIN

* PazbeM IpOL[eCCOPHOTO BEHTU/ISTOPA IIOAAEP)KMBAET BEHTIISITOP
¢ morpebysieMbIM TOKOM He 6osee 1 A (12 Br).

+ 2 pasbeMa I BEHTVWIATOPOB VIJIN IIOMITBI BOJSTHOTO
OX/IaXK/IEHNA Kopiryca (4-KOHTaKTHbIE) (CMapT-perynsaTop
CKOPOCTMBEHTHU/IATOPA)

* PazbeM 1 KopIryca KOPITyCHOTO BEHTH/IATOPA MI/IV BOJITHOM
[IOMITBI TOAAEP>KMBAET BEHTU/ISITOP C IIOTPe6/IsIeMbIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br)

* IInst pasvemoB CHA_FAN1/WP n CHA_FAN2/WP
ABTOMATIYECK OIPeNe/IsIeTCsI THUII IIOAK/II0YEeHHOTO BEHTM/IATOPA:
3- win 4-KOHTAKTHBIN.

+ 1 paspem mmtannsa ATX, 24-KOHTaKTHBIN

+ 1 paspem nuranu 12 B, 8-KOHTaKTHBIN

+ 1 aygmopasbeM Ha IlepefiHeli aHemn

+ 2 xonmopxu USB 2.0 (4 mopra USB 2.0 ¢ 3amuToii ot
97IEKTPOCTATUYECKIX Pa3PsLOB)

+ 1 xononxa USB 3.1 Genl (2 nopra USB 3.1 Genl) (c 3amuToit oT
97IEKTPOCTATNIECKIX PAa3PAIOB)

+ AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofep»kkoit MHOTOsI3bI4HOTO
rpaduyeckoro nHTepderica

+ Toppepxka dyHKumit mpobysxaenns mo craugapty ACPI 6.0

+ Ilopmepxka SMBIOS 2.7

+ Perymposka manpspxennit LIIT, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05B

+ Konrponp Temnepatypsr: BenTunArop LII; xopmycHoii
BEHTU/IATOP M/ TIOMIIA BOJIIHOTO OX/TaXK[ieHMsl KOpITyca

+ Taxomerp: BenTunarop 1II; kopmycHOI BeHTUIATOP MM HOMIIA
BOJISIHOTO OX/IaXK/IEHNS KOpITyca



OnepauuoHHble -
cmcTembl

CepTudpukauyums .

B360M-HDV

Becirymuas pa6oTa (C aBTOMaTI4eCKOIl pery1npoBKOii
CKOPOCTH BpaIleHNs B 3aBUCKMOCTH OT TemmepaTypst 1IT):
BeHTHIATOP 1115 KOPITYCHOI BEHTU/IATOP MM IIOMIIA BOJIHOTO
OX/TaXK/IEHNA KOpITyca

Perynuposka ckopoctu Bpamenus: BeHTunsaTop LI, kopmycHoit
BEHTWIATOP WIN IIOMIIA BOJAHOTO OX/TXKIEHNA Kopnyca
JlaTuyK BCKPBHITUA KOPITyca

KonTtpornb Hanpsoxernmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpskenne Anpa
111, DRAM, PCH 1,05B

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsijHast)
FCC, CE

CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K IMTaHu,
cooTBeTcTBYyOmMIt cranaapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHgpopmaueti 06 U30enUU MOKHO 03HAKOMUMbCA HA 6e0-catime: http://www.asrock.com

Criedyem yuumbieamp, 4mo paseoH npoueccopa, 6Kouas usmenenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsoeanue uncmpymenmoe pazeona

He3aBUCUMbLX NPOU3BOOUMesIell, CONpsieH ¢ onpedeneHHbiM puckom. Paseon npoueccopa
MOIHCEM CHUUMb CMABUILHOCb CUCTeMbl UL 0axce npusecmu K nuspe:m:@eumo ee
KOMNOHEHMOB 1 ycmpoiicme. Pazzon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nonv308amenem

Ha co6cmeeHHbITl PMCK u 3a cobcmaennblii cuem. Mul He Hecem 0mMBemMcmeeHHOCMb 3a
603MOJCHbITL Yiu4epO, 6bI36AHHDLTL PA2OHOM NPOUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm IIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

Short Open

ITepembryka copoca 3amkHyTa: COpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS

(CLRCMOS1) 2-KOHTaKTHAA PaszomknyTa: [To ymonuanuio

HepeMbIuKa
(em. cTp. 1, Ne 11)

CLRCMOSI ucnonbsyercs pst yganenus ganapix CMOS. B mamaru CMOS
CofepyKaTCs TaKie JaHHbIe O HACTPOJIKE CUCTEMBI, KaK CHCTeMHBbIIT ITapoJib,
Hara, BpeMs ¥ apaMeTpbl HACTPOIKY cUCTeMbl. YT06BI COPOCUTD U OGHYINTD
ITapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HaCTpOI;IK]/I o yMOTI‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIBIOTED
U U3BJIEKMTE BUJIKY 13 PO3ETKH, a 3aTeM KOJIITAYKOBOI IIePEMBIYKOI 3aAMKHITE
koHTakTel Ha CLRCMOSI Ha 3 cexynppl. ITocre copoca nactpoek CMOS ne
3a0y/bTe CHATH KO/IAYKOBYIO IIepeMbIuKy. [Ipu HeoOXxomumMocT cOpocuTh
Hacrpoitku CMOS cpasy nocie o6xosnenust BIOS cnauaa nepesarpysure

CHCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOYNTE KOMIbIoTep nepef; copocom HacTpoek CMOS.

06HY UMb 3aNUCH NPedbidyL4e20 OnpedeneHUst 6CKPLIMUs KOpRyca, Ucnonvsytime

Q Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedenieHuo 6cKpuimuio kopnyca. Ymo6ot
napamemp Clear Status (O6nyaums cocmosanue) BIOS.



B360M-HDV

1.4 Konogku 1 pasbembl, pacnofioKeHHble Ha CUCTEMHOM
nnarte

Pacnonosicerntvle Ha cucMemMHOLL naame KOL0OKU U p{l.‘f‘beMb[ HE ssnsiomcs

A nepemviuxamu. HE ycmanasnusaiime Ha smu KonoOKu u pazvembvl nepembiuki-
Konnauku. Yemauoska YlZ‘DZMbI‘teK-KOI!naHKOB HA 9MU KONOOKU U pﬂSheMb[ Moxcem
6b136a1Mb HEYCMPAHUMOE N0BPENOeHUE CUCHIEMHOLL NAIAMDL.

Konom(a CUCTEeMHO HOJIKHIO‘{I/ITC Ppacnono>XeHHbIe

TIaHemn Ha KOPITyCe KHOIIKY IUTaHus,
(9-xonTakTHass, PANEL1) KHOIIKY Ilepe3arpysKu u
(M. cTp. 1, Ne 15) ! VHJVKATOP COCTOSAHMSA CUCTEMBI
K 9TOM KOJIOJKE B COOTBETCTBUM
HDLED-
HDLED+ C Ha3HaYeHMEeM KOHTAKTOB,

npuBefeHHbIM HiDKe. [leper
MOIK/TI0YeHeM Kaberein
oIIpefie/uTe MOMOKUTETBHBII U

OTpI/ILlaTeIIbeIf/I KOHTAaKTBI.

PWRBTN (xknonka numanus):
Ilookniouerie KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepeoHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb Cnoco6 BoIKIOHEHUS CUCHEMbL NPU HAKAM UL KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilookniouerue kHonku c6poca, pacnonoxieHHol Ha nepeorei naxenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvL nepesanycmumo KOMnovlOmep, eciu OH 3a8UC U HOPMATLHDLIL
nepesanyck HEB0O3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUL CUCHIEMbL):

ook ntouerue UHOUKAMOPA COCMOSHUSL, PACNIOTONEHHO20 HA nepedHeil NaHenu Kopnyca.
CeemoduodHbiii uHOuKamop 2opum, kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs
6 pesxcume oxudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema HaxoOumcs 6 pexcume
oscudanus S4 unu viknouena (S5), ceemoouod He opum.

HDLED (c: 0u00HbIIL JHecmKozo Oucka):

P P

Tooxniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HECHKO20 OUCKA, PACHONIONEHHO20 HA
nepeoreti narenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 JHeCIKUil OUCK 6bINONHAEM
cHumoleaHue uiu 3anuco baHwa.

epednss nanenv moxcem Gvimp pasHoti Ha pasHuix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
PACNONONCEHDL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NEPe3anycka, UHOUKAMop Numanus, UHOUKamop
pabomui xecmkozo oucka, ouramux u m.o. IIpu nookmoueHuy nepeoreil naxen K smoii
K07100Ke NoOKI0UALimE NPO600A K COOMEEMCINEYIOUUM KOHIMAKMAM.
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Konopxa ¢ pagbpemMamu SPEAKER [IpennasxaueHa
DUMMY
JaT4ymMKa BCKPI)ITI/IH DUMMY | JUTA TIOAK/IIOYEHU A
KOpITyca 11 IMHAMUKa sy | CBETOLVIOHOTO
(7-xonrtakTtHsIit, SPK_CI1) ; olo VH/IMKATOPa MUTAHUA U
o I
(em. cTp. 1, Ne 16) SIGNAL | TVMHAMMKA KOpITyca.
GND
DUMMY
Pazpemsr Serial ATA3 © FE] Y OT 1IeCTh pa3beMOB
(SATA3_0: E I- -I g SATA3 nmpepHasHavYeHBI
cm. cTp. 1, Ne 12) % = ] 5) UL TIOIK/TIOYeH s Kaberent
(SATA3_1: SATA BHyTpeHHMX
cm. cTp. 1, Ne 13) 3aIIOMMHAOIUX YCTPOVICTB
(SATA3_2: $| | :;| IV TIepefiadyl TaHHBIX CO
cm. cTp. 1, Ne 9) E I_ |_ E CKOpOCTBIO 10 6,0 I'6/c.
. o ==l o
(SATA3_3: * Ecimm cnotr M2_1 3aHsaT
o = = o~
cm. crp. 1, Ne 10) 2' 2' ycrpoiictBom M.2 Tnma
(SATA3_4: g '3_:, SATA, nntepdeiic
cm. ctp. 1, Ne 8) SATA3_3 6yzmeT OTK/IIOYEH.
(SATA3_5:

cm. cTp. 1, Ne 7)

Komnogxu USB 2.0
(9-xonTakTHasa, USB_7_8)
(em. cTp. 1, Ne 17)
(9-xoHTaKTHas,
USB_13_14)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

USB_PWR
P-

Ha cuctemHoit nmate
VIMEIOTCSI [IBE KOTIOTKIA

USB 2.0. Kaxxmas xonojka
USB 2.0 mopzmep>xuBaeTt Ba

mopTa.

Komnogxu USB 3.1 Genl
(19-xoHTaKTHAas,
USB_11_12)

(em. cTp. 1, Ne 6)

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vbus.
IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+
GND
IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+
GND
IntA_P3_D-
IntA_P3_D+

D

Ha marepunckoit nnare
UIMeeTCs OffHa KOTIOfIKa.
Ira konogka USB 3.1 Genl
TOJI/iepKIBaeT JiBa OPTa.



AyamoKomnofKa nepefHeit GND
TTaHemn

(9 xonTakrToB, HD_
AUDIO1)

(cm. cTp. 1, Ne 22)

9Ta KooK MpeiHasHaueHa
T1S TIOAK/TIOYEH A
Ay/IMOYCTPONCTB K NepeHent

AyAMOIIaHEeN.

1. Ayduocucmema 8bic0K020 paspeuieHuss nodoepicusaem HyHKyuio pacnosHaanus

pasvema, HO 0715 e NPABUNLHOLL PAGOMbL HeOOX00UMO, 4MOobbL NPOBOO NaHesn

Kopnyca noddepscuean nepeda4y cuenanos HDA. Vincmpyxuuu no ycmanoske

cucmembL CM. 8 IMOM PyK0BOOCHEBE U PYKOBOOCBE HA KOPHYC.

2. IIpu ucnonvzosaruu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouokonooxe nepeoHei

nadenu, Kak yica3aH0 buﬂee:
A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) x OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.
C. ITooknouume nposod 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).
D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 075 ayouonaent

68b1c0K020 paspeuienus. IIpu ucnonviosanuu ayouonarenu AC’97 ux nookmouams He

HYHCHO.

E. Ymo6v axmusuposamv nepednuil mukpodoH, nepeiioume na 6xnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume

(Ipomrocmu 3anucu).

GND

FAN_VOLTAGE
BEHTUIATOPA VIV ITIOMIIbI FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Pasbemsl s

BOJISTHOTO OXJIXK/IEHNS
Koprryca
(4-xonrtaktHbIit CHA_ R
FAN1/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 4)

(4-xonrtakTHbIi CHA_ FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN2/WP) FAN_VOLTAGE

(cm. cTp. 1, Ne 14) GND

[SRNRTIS

JlanHaA MaTepUHCKaA

TI/IaTa OCHAI[eHa IBYMS
4-KOHTaKTHBIM Pa3bheMOM
1A CUCTEMBI BOZITHOTO
OX/TaXK/IeHNA KOPITyca.
3-KOHTaKTHYIO CHCTEMY
BOJIAHOTO OXTTAXKCHUA
KOpITyca CTIefiyeT TOIK/TIYaTh

K KOHTakTam 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

PasbeMm BeHTMIATOPA
OXJIKJIEHNS TIPOLeCCopa
(4 xonTakra, CPU_FAN1)
(em. cTp. 1, Ne 2)

OTa MaTepUHCKad IUIaTa
cHabkeHa 4-KOHTaKTHBIM
pasbeMoM [
MaJIOUIyMSAIIETO BEHTUIATOPA
LIII. Ecin BB cobupaerech
TOJK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTUIATOP OXIAXK/IEHUsA
TIporeccopa, MojK/JaiTe
ero K KoHTakTam 1-3.

B360M-HDV
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Pazwvem mutanus ATX
(24 xonTakTa, ATXPWRI1)
(em. cTp. 1, Ne 5)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemoM mutauus ATX. Uto6bt
UCNO0/b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem muranusa ATX,
TIOAK/TIOYNTE €TO BIOIb KOHTAKTa
1 m koHTakTa 13.

Paspem muranms ATX
12B

(8 xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

JTa MaTepMHCKas I1aTa
OCHalleHa 8-KOHTAaKTHBIM
pasbemoM muranusa ATX

12 B. Y1065I UCIIOTB30BATH
4-KOHTAKTHBI pagbeM NUTaHUsA
ATX, mogk/imo4nuTe €ro BIOIb
KOHTAaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Komnogka
[IOC/IEf{OBATEIBHOTO TIOPTa
(9-xonrakTHas, COM1)
(cm. ctp. 1, Ne 19)

Kononxa COM1 nognepxusaer
TIOIK/TIOYeHVIe MOTY/IS
TIOC/Ief[OBATENbHOTO MOPTA.

Konogka TPM
(17 xonraktoB, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

GND
+3VSB

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ano

9ot pasbem obecreynBaeT
oA pKKy cuctembl Trusted
Platform Module (TPM), kotopast
crocobHa 06ecreunTh HafIe)KHOE
XpaHeHue KIodeli, [1udpOBbIX
cepTU(UKATOB, IIApoOJIeit 1
mauubix. Cucrema TPM Takoke
TOBBIIIAET YPOBEHb CETEBOI
6e30IacHOCTH, 3alMIIAeT
11dpoBbIe NAEHTIHUKATOPDI

1 06€CIIeunBaeT 1eI0OCTHOCTD
11aTOPMBIL.

Kononka nopra npuHTepa
(25-konTakTHasA, LPT1)
(em. ctp. 1, Ne 20)

AFD#
ERROR#
‘P\N\T#

910 — nHTepdeiic A
HONK/II0YeHNsT Kaberist opTa
IIpUHTepa, 06eCIedNBaOLIIiT
ymo6HOe IIOAKTIOYeH e
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B360M-HDYV, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

Q Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contetido da embalagem

« Placa-mae ASRock B360M-HDV (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagdo Rapida ASRock B360M-HDV

« CD de Suporte do ASRock B360M-HDV

« 1x Painel de E/S

« 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

« Micro ATX Form Factor

+ Design de condensador solido

« Suporta 8 Geraio de Processadores Intel” Core™ (Soquete 1151)
+ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

- Intel® B360

» Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

+ 2x Slots DIMM DDR4

+ Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 32GB

+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

» Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

+ 2x Slots PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

« Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

+ Suporta graficos incorporados Intel” UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel” InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, Graficos Intel” UHD

« DirectX 12

« HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

+ Trés opgoes de saida de gréficos: D-Sub, DVI-D e HDMI



B360M-HDV

Audio

LAN

E/S do painel
posterior

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DVI-D com resolugdo méxima de até 1920x1200 @
60Hz

Suporta D-Sub com resolugio méxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessario um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas DVI-D e HDMI

Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC887)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, ¢ necessirio usar um médulo de

dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de audio multi-canal

pelo driver de dudio.

Suporta Protegdo de Sobretensdo
Fones de Audio ELNA

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta D-Sub

1 x Porta DVI-D

1 x Porta HDMI

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecdao ESD)

4 x Portas USB 3.1 Gen2 Type-A (10 Gb/s)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
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Armazena-
mento

Conector

Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

+ 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector
a Quente*

* Se M2_1 ¢ ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_3
sera desativado.

+ 1 x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e modulo M.2
PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta Tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagdo
** Suporta Kit ASRock U.2

+ 1 x Suporte Porta Impressao
+ 1 x Suporte porta COM
+ 1x Plataforma TPM
+ 1xIntrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante
+ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
+ 2 x Conector da ventoinha de bomba de agua/Chassi (4 pinos)
(Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a agua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CHA_FAN1/WP e CHA_FAN2/WP podem detectar automatica-
mente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
+ 1x Conector alimentagiao ATX 24 pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de dudio do painel frontal
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)
1 x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 2 portas USB 3.1 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

+ ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

+ Suporte SMBIOS 2.7

+ CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V, Multi ajuste de tensao

+ Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis/Bomba de
Agua

+ Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis/Bomba de
Agua
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+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis/
Bomba de Agua

+ Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis/Bomba de Agua

+ Detecgao de ABERTURA da CAIXA

+ Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,05V

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificagbes - FCC,CE

+ Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
definigoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

==

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

de 2 pi
(ver p.1, N 1) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS
incluem informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema,
data, hora e pardmetros de configuragio do sistema. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema na configuragdo padrao, desligue o computador e retire

o cabo de alimentagao, utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de
CLRCMOS1 durante 3 segundos. Por favor, nio se esquega de retirar a tampa do
jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a

encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.



1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers
sobre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conec-

tores ird causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema PLED+ Ligue o botao de
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 15)

alimentagdo, o botdo de

B360M-HDV

reinicializagao e o indicador
do estado do sistema no
chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢cdo
abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes
de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu modu-
lo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem
de forma correta.
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Intrusao do Chassi e
Cabecote de Autofalante
(SPK_CI1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.° 16)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
V|

O[o]o

| elle)

o
Q

I |
SIGNAL
GND

DUMMY

Conecte o LED de ali-
mentagao do chassi e o
autofalante do chassi a este

cabecote.

Conectores série ATA3 © Rl Estes seis conectores
(SATA3_0: g g SATA3 suportam

ver p.1, N.° 12) 5 & cabos de dados SATA
(SATA3_1: para dispositivos de

ver p.1, N.° 13) armazenamento interno
(SATA3_2: :I N zl com uma taxa de

ver p.1, N.° 9) E I_ E transferéncia de dados de
(SATA3_3: o == até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N2 10) 3' 1 ;' *Se M2_1 é ocupado
(SATA3_4: E |_ |_ E por um dispositivo tipo

verp.1,N.2§) == M2 SATA, SATA3_3 seré
(SATA3_5: desativado.

ver p.1, N.°7)

Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes USB
(USB_7_8 de 9 pinos) T 2.0 nesta placa-mae. Cada
ver p.1, N.° 17) suporte USB 2.0 pode

(
(USB_13_14 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 18)

suportar duas portas.

Plataforma USB 3.1 Genl
(USB_11_12 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 6)

IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+

IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+

IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vbus.

Vbus IntA_P3_SSRX-
GND

GND IntA_P3_SSTX-
GND

GND IntA_P3_D-

IntA_P3_SSRX+

IntA_P3_SSTX+

IntA_P3_D+
D

Hé um cabegote nesta
placa-maée. Este suporte
USB 3.1 Genl pode

suportar duas portas.



Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOLI de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 22)

S

B360M-HDV

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de audio no painel de
audio frontal.

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no
nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio preci-
sa ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
dgua

(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.24)

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)
(ver p.1,N.0 14)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL.
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[SUNETES

Esta placa mae fornece
conectores de ventilador
do chassis de refrigeragao
a 4dgua de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um
ventilador de refrigeragao a
agua de chassis de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador

da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se
vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3
pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.
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Conector de alimentagdo
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.°5)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de
20 pinos, introduza-a no
Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo de
12V ATX de 8 pinos. Para uti-
lizar uma fonte de alimentagao
ATX de 4 pinos, introduza-a

no Pino 1 e Pino 5.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 19)

Este suporte COMI recebe

um modulo da porta serial.

Suporte TPM
(TPMSI1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.° 21)

GND
PCIRST #
PCICLK

GND
S_PWRDWN #
LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
ano

Este conector suporta um sistema
com Moédulo de Plataforma Con-
fidgvel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-
dos digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranga de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.

Suporte Porta Impressao
(LPT1 de 25 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

Esta é uma interface para o
cabo da porta de impressao
que permite uma

conexdo conveniente dos

dispositivos da impressora.
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1 Giris
ASRock'mn zorlu kalite kontrol siireglerinden ge¢mis olan ASRock B360M-HDV

anakartini satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz. Saglam tasarimi ile ASRock'in kalite ve

dayaniklilik taahhiidiine uygun sekilde mitkemmel performans saglar.

Q Ana kart ozellikleri ve BIOS yazilim: giincellenebileceginden, bu belgenin icerigi herhangi bir

bildirimde bulunulmaksizin degistirilebilir. Bu belge iizerinde herhangi bir degisiklik yapilmas:
durumunda, giincellenmis stiriim, herhangi bir bildirim yapilmaksizin ASRock'in web sitesinde
yer alacaktir. Bu ana kartla ilgili olarak teknik destek almak isterseniz, litfen kullandigimz
model hakkinda ozel bilgiler icin web sitemizi ziyaret edin. En giincel VGA kartlar: ve islemci
destek listesini de ASRock'tn web sitesinde bulabilirsiniz. ASRock'tn web sitesi
http://www.asrock.com.

1.1 Ambalaj icerigi

.

.

.

ASRock B360M-HDV (Micro ATX Form Faktorii)
ASRock B360M-HDV Hizli Kurulum Kilavuzu
ASRock B360M-HDV Destek CD'si

1 tane G/C Paneli Kalkani

2 tane Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (Istege Bagli)
M.2 Yuvast igin 1 tane vida (Istege Bagl)
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1.2 Ozellikler

Platform
islemci
Yonga

kiimesi

Bellek

Genisletme
Yuvasi

Grafikler

« Micro ATX Form Faktorii

«+ Yekpare Kapasitor tasarimi

« 8. Nesil Intel® Core™ Islemcileri (Yuva 1151) destekler
« Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler

- Intel® B360

« Cift Kanalli DDR4 Bellek Teknolojisi

+ 2 tane DDR4 DIMM Yuvasi

+ DDR4 2666/2400/2133 ECC olmayan, arabelleksiz bellek
« En fazla sistem bellegi kapasitesi: 32GB

. Intel® Ustiin Bellek Profili (XMP) 2.0 destekler

+ DIMM Yuvalarinda 15 p Altin Temas

« 1 tane PCI Express 3.0 x16 Yuva (PCIE1: x16 modu)*

* Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler

« 2 tane PCI Express 3.0 x1 Yuva (Esnek PCle)

« Intel® UHD Graphics Dahili Gorselleri ile VGA ¢iktilari, yalnizca
GPU entegre edilmis islemciler ile desteklenir.

« Intel® UHD Graphics Yerlesik Gorsellerini destekler: AVC, MVC
(S3D) ve MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel®
Net Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel* GHD Graphics
ile Intel® Quick Sync Video

+ DirectX 12

» HWA Kodlama/Kod Cézme: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bit,
HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (yalnizca Kod
Cozme), MPEG2, MJPEG, VC-1 (yalnizca Kod Cozme)

« Ug grafik cikist segenegi: D-sub, DVI-D ve HDMI

+ En fazla 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz ¢6ziiniirlige kadar HDMI
destekler
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Ses

LAN

Arka Panel
G/C

En fazla 1920x1200 @ 60 Hz ¢oziintirlikkle kadar DVI-D
destekler

En fazla 1920x1200 @ 60Hz ¢6ztnurliikle kadar D-Sub destekler
HDMI Baglant: Noktasiyla Otomatik Dudak Senkronizasyonu,
Derin Renk (12bpc), xvYCC ve HBR (Yiiksek Bit Oranli

Ses) ozelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitorii
kullanilmalidir)

DVI-D ve HDMI Baglant: Noktalariyla HDCP destekler

HDMI baglanti noktasiyla 4K Ultra HD (UHD) kayittan yiiriitme
destekler

7.1 CH HD Ses (Realtek ALC887 Ses Kodlayic1)

*7.1 CH HD Ses yapilandirmast i¢in, bir HD 6n panel ses

modiiliiniin kullanilmasi ve ¢ok kanalli ses 6zelliginin ses siirticiisit

araciligiyla etkinlestirilmesi gereklidir.

Asir1 Gerilim Korumasini destekler
ELNA Ses Kapaklar1

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Yerel Ag Uzerinden Agmay1 destekler

Yildirim/ESD Korumasini destekler

Enerji Verimliligine Sahip Ethernet 802.3az islevini destekler
PXE ozelligini destekler

1 tane PS/2 Fare/Klavye Baglant1 Noktas1

1 tane D-Sub Baglant: Noktas:

1 tane DVI-D Baglant: Noktast

1 tane HDMI Baglant1 Noktas1

2 tane USB 2. 0 Baglant1 Noktasi (ESD Korumasini destekler)

4 tane USB 3.1 Gen2 Type-A Baglant1 Noktas1 (10 Gb/s)

1 tane RJ-45 LAN LED'e sahip Baglant1 Noktas1 (ACT/LINK
LED ve SPEED LED)

HD Ses Girisleri/Cikiglari: Hat Girisi / On Hoparlér / Mikrofon
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Depolama

Baglayici

BIOS Ozelligi

Donanim
Monitori

+ 6 tane SATA3 6,0 Gb/sn Baglayici, NCQ, AHCI ve Tak Calistir
destekler*

* M2_1 bir SATA tipi M.2 aygit1 tarafindan kullaniliyorsa, SATA3_3
devre dis1 birakilacaktir.

+ 1 tane Ultra M.2 Yuvas1 (M2_1), M Key 2230/2242/2260/2280
tip M.2 SATA3 6,0 Gb/sn. modiilinii ve Gen3 x4 (32 Gb/sn.)
degerine kadar M.2 PCI Express modiiliini destekler**

** Intel” Optane™ Teknolojisini destekler
** Onyiikleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
** ASRock U.2 Takimini destekler

+ 1 tane Yazdirma Baglant: Noktas: Baglantis
1 tane COM Baglant: Noktas: Baglantist
+ 1 tane TPM Baglantisi
+ 1 tane Kasa Yetkisiz Erisim ve Hoparlor Baglantist
- 1 tane Islemci Fan1 Baglayic1 (4 pimli)
* Islemci Fani Baglayicy, en fazla 1 A (12 W) fan giiciinde islemci
fan1 destekler.
» 2 tane Kasa Bagli/Su Pompali Fan Baglayici (4 pimli) (Akilli Fan
Hiz1 Kontrolii)
* Kasa Bagli/Su Pompali Fan, en fazla 2 A (24 W) fan giicinde su
sogutmali fan destekler.
* CHA_FAN1/WP ve CHA_FAN2/WP, 3 pimli fanin m1 yoksa 4
pimli fanin m1 kullanimda oldugunu otomatik olarak algilayabilir.
« 1 tane 24 pim ATX Gii¢ Baglayicist
+ 1 tane 8 pim 12 V Giig Baglayicist
- 1 tane On Panel Ses Baglayicist
+ 2 tane USB 2.0 Baglantis1 (4 USB 2.0 baglant1 noktasini destekler)
(ESD Korumasini destekler)
+ 1 tane USB 3.1 Genl Baglantis1 (2 USB 3.1 Genl1 baglanti nok-
tasini destekler) (ESD Korumasini destekler)

+ Cok dilli kullanic1 arayiizii destegiyle AMI UEFI Legal BIOS

+ ACPI 6.0 Uyumlu uyandirma olaylar:

« SMBIOS 2.7 Destegi

« Islemci, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V Gerilim Coklu Ayarlama

- Sicaklik Algilama: fslemci, Kasa/Su Pompali Fanlar

« Fan Devirdlger: Islemci, Kasa/Su Pompali Fanlar



B360M-HDV

« Sessiz Fan (Islemci sicakhigiyla otomatik ayarlanan kasa fani
hiz1): Iglemci, Kasa/Su Pompali Fanlar

« Fan Coklu Hiz Kontrolii: Islemci, Kasa/Su Pompali Fanlar

« KASA ACIK algilamasi

« Gerilim izleme: +12V, +5V, +3,3V, Islemci Vcore, DRAM, PCH

1,05V
isletim Sis- + Microsoft® Windows® 10 64 bit
temi
Onaylar - FCC,CE

+ ErP/EuP i¢in hazir (ErP/EuP igin hazir giig beslemesi gereklidir)

* Detaylt iiriin bilgisi igin liitfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.asrock.com

A

Liitfen, BIOS ayarlarim diizenleme, Bagimsiz Hiz Asirtma Teknolojisinin uygulanmast veya
iigiincii taraf hiz agirtma araglarimn kullamilmas: da dahil olmak iizere tiim hiz asirtma islem-
lerinin belirli bir risk tasidigint unutmayin. Hiz asirtma, sisteminizin dayamkhiligin: etkileyebil-
ir, hatta sisteminizde yer alan bilesenlere ve aygitlara zarar verebilir. Bu, riski ve masraflart size
ait olmak iizere gerceklestirilmelidir. Hiz asirtmadan dogabilecek zararlar konusunda sorumlu
olmayacagiz.
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1.3 Baglanti Teli Kurulumu

Cizim, baglant1 tellerinin kurulumunu gostermektedir. Tel kapagi, pimlerin tizerine
yerlestirildiginde, tel "Kisa" olur. Pimlerin tizerinde tel kapagi bulunmadiginda, tel
"Agik" olur.

==

W W

Short Open

CMOS Temizleme Kisa: CMOS Temizleme
Baglant: Teli 1 Bag] . Agik: Varsayilan
(CLRCMOS1) 2 pimli Baglant: Teli

(bk.s.1, No. 11)

CLRCMOSI1, CMOS verilerini temizlememizi saglar. CMOS igindeki veriler,
sistem sifresi, tarih, saat ve sistem kurulum parametreleri gibi kurulum bilgilerini
icermektedir. Sistem parametrelerini silmek ve varsayilan kurulum ayarlarina
donmek igin, litfen bilgisayar1 kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ekin, ardindan,
CLRCMOST1 iizerindeki pimleri 3 saniye boyunca kisaltmak igin bir baglant:

teli kapag1 kullanin. Liitfen CMOS'u temizledikten sonra baglant: teli kapagini
gikarmay1 unutmayin. BIOS'u giincelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz
gerekirse, once sistemi baglatin ve ardindan CMOS temizleme islemi 6ncesinde
yeniden kapatin.

CMOS'u temizlerseniz, kasa agik uyarisi alabilirsiniz. Onceki kasa yetkisiz erisim durumu
kaydini silmek igin litfen BIOS durumunu "Durumu Temizle" olarak belirleyin.
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1.4 Yerlesik Baglantilar ve Baglayicilar

Yerlesik baglantilar ve baglayicilar baglant teli degildir. Baglant: teli kapaklarini bu
baglant: ve baglayicilar iizerine yerlestirmeyin. Baglant: teli kapaklarinin baglantilar ve
baglayicilar iizerine yerlestirilmesi ana karta kalic: hasar verebilir.

Sistem Paneli Baglantist
(9 pimli PANEL1)
(bk. s.1, No. 15)

Kasadaki gii¢ diigmesini,
sifirlama diigmesini

ve sistem durumu
gostergesini, agagidaki

pim atamalarina gore

bu baglantrya baglayin.
Kablolar: baglarken pozitif
ve negatif pimlere dikkat
edin.

Q PWRBTN (Giig Diigmesi):
Kasa on panelindeki gii¢ diigmesine baglayin. Sisteminizi gii¢ diigmesini kullanarak kapatma
seklini yapilandirabilirsiniz.

RESET (Stfirlama Diigmesi):

it

Kasa on p i sifirlama diigmesine baglayin. Bilgisayarin kilitlenmesi ve normal sekilde

yeniden baglatilamamast halinde bilgisayar: yeniden baglatmak igin sifirlama diigmesine basn.

PLED (Sistem Gii¢ LED'i):

Kasa 6n panelindeki gii¢ durumu gostergesine baglayin. Sistem ¢alisirken LED 15181 yanacaktir.
Sistemn S1/S3 uyku durumundayken LED 15181 yamip soner. Sistem S4 uyku durumundayken
veya kapaliyken (S5) LED 15181 soner.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED"):
Kasa 6n panelindeki sabit disk etkinlik LED'ine baglayin. Sabit disk veri okurken veya yazarken
LED 1511 yanar.

On panel tasarimi kasaya gore degisiklik gosterebilir. Bir n panel modiilii, temel olarak gii¢
diigmesi, sifirlama diigmesi, giic LED', sabit disk etkinlik LED'i, hoparlor gibi birimlerden
olusur. Kasanizin 6n panel modiiliinii bu baglantiya takmadan énce, kablo ve pim atama-
larinin dogru bicimde elestirildiginden emin olun.
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Kasa Yetkisiz Erigsim ve
Hoparlor Baglantisi

(7 pimli SPK_CI1)

(bk. s.1, No. 16)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
sV |

1 _10]0JO

I |
SIGNAL
GND

DUMMY

Litfen kasa gii¢ LED’ini
ve kasa hoparloriint bu
baglantiya takin.

Seri ATA3 Baglayicilar
(SATA3_0:
bk. s.1, No. 12)

SATA3 5
[ —
[——I
SATA3 4

Bu alt1 SATA3 baglayicisy,
veri aktarim hiz1 6,0 Gb/sn

degerine kadar olan déhili

(SATA3_1: depolama aygitlar: igin SATA
bk. s.1, No. 13) veri kablolarini destekler.
N (3]
(SATA3_2: o o * M2_1 bir SATA tipi
bk.s.1, No. 9) b b M.2 aygit1 tarafindan
: o =l =l o
(SATA3_3: ° kullaniliyorsa, SATA3_3
=] [ —
bk. 5.1, No. 10) 2' |- I- 2' devre dis1 birakilacaktir.
(SATA3_4: K =
bk. s.1, No. 8) 9 =l =l 0
(SATA3_5:
bk. s.1, No. 7)
USB 2.0 Baglantilar USBPWR Bu ana kartta iki tane USB
(9 pimli USB_7_8) 2.0 baglantist vardir. Her
(bk. s.1, No. 17) bir USB 2.0 baglantisi, iki
(9 pimli USB_13_14) ! adet baglant1 noktasini
(bk. s.1, No. 18) VS PR destekleyebilir.
USB 3.1 Gen1 baglantist veus Bu ana kartta bir baglanti
Vbus IntA_P3_SSRX-
(19 pimli USB_11_12) IntA_P2_SSRX- ma_pa_ssrxs  vardir. Bu USB 3.1 Genl
IntA_P2_SSRX+ GND
(bk. 5.1, No. 6) anD ma_passtx- baglantisi, iki adet baglanti
IntA_P2_SSTX- IntA_P3_SSTX+
Inth_P2_SSTX+ s noktasini destekleyebilir.
GND IntA_P3_D-
IntA_P2_D- IntA_P3_D+

IntA_P2_D+ D



On Panel Ses Baglantist
(9 pimli HD_AUDIO1)
(bk. s.1, No. 22)

S

Bu baglant, ses aygitlarinin
6n ses paneline baglanmasi

i¢indir.

1. Yiiksek Tanimli Ses, Jak Algilama ozelligini destekler ancak bu islevin diizgiin ¢alisabil-

mesi igin kasa iizerindeki panel kablosunun HDA islevini desteklemesi gerekmektedir.
Sisteminizi kurarken, litfen kilavuzumuzdaki ve kasa kilavuzundaki talimatlar:
izleyin.

. AC'97 ses paneli kullaniyorsamz, liitfen asagidaki adimlar: uygulayarak on panel ses

baglantisina takin:

A. Mic_IN'i (MIC) MIC2_L'ye baglayn.

B. Audio_R'yi (RIN) OUT2_R'ye ve Audio_L'yi (LIN) OUT2_L'ye baglayin.

C. Topragi (GND) Topraga (GND) baglayin.

D. MIC_RET ve OUT_RET yalnizca HD ses paneli i¢indir. AC'97 ses paneli icin
bunlar: baglamaniza gerek yoktur.

E. On mikrofonu etkinlestirmek icin, Realtek Kontrol panelinde “FrontMic” sekmesine
gidin ve “Kayt Ses Diizeyi” ayarint yapin.
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Kasa Bagli/Su Pompali Fan GND Bu ana kart, iki tane 4

Baglayicilar:
(4 pimli CHA_FAN1/WP)

FAN_VOLTAGE . . .
FAN_SPEED pimli su sogutmali kasa fan
FAN_SPEED_CONTROL

baglayicisina sahiptir. Bir 3

(bk. s.1, No. 4) pimli kasa su sogutmali fan

(4 pimli CHA_FAN2/WP)  ran_speen_conTroL
(bk. S.l, No. 14) FANVOLTAGE%

12 34

baglamay1 planliyorsaniz,
litfen Pim 1-3'e baglayin.

4
CHA_FAN_SPEED 3
2
1

GND

Islemci Fani Baglayici FAN_SPEED_CONTROL Bu ana kart, 4 pimli bir
CPU_FAN_SPEED
(4 pimli CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE islemci fani (Sessiz Fan)

(bk. s.1, No. 2)

GND

baglayici saglar. 3 pimli

bir islemci fan1 baglamak
isterseniz litfen Pim 1-3'e

baglayn.
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ATX Giig Baglayicist
(24 pimli ATXPWR1)
(bk. s.1, No. 5)

12

Bu ana kart, 24 pimli ATX
gli¢ baglayicisi saglar. 20
pimli ATX gii¢ beslemesi
kullanmak igin liitfen Pim

1 ve Pim 13'e baglayin.

1 13

ATX 12V Giig Baglayicist 8 p— ' 5 Bu ana kart, 8 pimli ATX

(8 pimli ATX12V1) LIOO0] 12V giic baglayicisi saglar.

(bk. s.1, No. 1) ADDDD1 4 pimli ATX gii¢ beslemesi
kullanmak i¢in litfen Pim
1 ve Pim 5'e baglayin.

Seri Baglant1 Noktas: Bu COMI1 baglantis: seri

Baglantis1 baglant1 noktas1 modiiliinii

(9 pimli COM1) destekler.

(bk. s.1, No. 19)

TPM Baglantist -
(17 pimli TPMS1) S
(bk. 5.1, No. 21)

S_PWRDWN #

+3V

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ano

Bu baglayicy, anahtarlar, dijital ser-
tifikalar, sifreler ve verileri giivenli
bir gekilde saklama 6zelligi bulu-
nan Giivenilir Platform Modiilii
(TPM) sistemini destekler. TPM
sistemleri, ayn1 zamanda ag
glivenliginin artirilmasi, dijital
kimliklerin korunmasi ve platform
biitiinliigiiniin saglanmasina da

yardimect olur.

Yazdirma Baglant: Noktas1 A% .,
Baglantisi
(25 pimli LPT1)

(bk. 5.1, No. 20)

Bu, yazic aygitlarin
uyumlu bir sekilde
takilmasini saglayan bir
yazdirma baglant1 noktasi

arabirimidir.
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ASRock B360M-HDV 1}t B &
ASRock ©] L= w7 A F
A3} 54 of] gk ASRock o 7]+l F-§38t = -3 A5 A gk A A

S F et

olr] B & 574 3 BIOS 22 E fJo] & Y H[o] EFF 1= Q7] af<itol] , o] 4] 2] £
o3z glo] M7 E = g}, o] A7} ¥ A E H -7, o vjo] EFl B[ F - ASRock
2] gJapo] Eoj 4] oI -F2] gilo] A FHr]r}. o] njr] H =9} A7 F}o] F]eH] 2] ¢lo]
H 3 A7, AL gAfo] EE 5] o] Al 59l B elo) ff gt 3% H B E 73]
3] 4] 2. ASRock 2 $]AFo] EofjA]E 331 VGA FF=2F CPU X4 555 28 + 9+

L]}, ASRock $JAFo] E http://www.asrock.com.

1.1 22 UHES

« ASRock B360M-HDV U}t .= (Micro ATX 3% € )
« ASRock B360M-HDV 7+ A =] ghfj 4]

« ASRock B360M-HDV %<1 CD

. JOIE A1

« Al2]d ATA (SATA) Hlo]E] Aol &2/ (A= F5)
o« M2AAG A1) (e E5)
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Micro ATX & 2 €]

Fele T 72

8 Al Intel® Core™ Z 2 A4 2] (47 1151)
Intel® Turbo Boost 2.0 7] & 2] %

Intel® B360

4 22 DDR4 # 2.2] 7] %

DDR4 DIMM <% 2 7|

DDR4 2666/2400/2133 B] ECC, B] ¥ 3 2] o 2] 2] ¢
Al2~gl o m2] # o §-3F: 32GB

Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 2] 4

DIMM <% 15 ¢ Gold Contact A2+

« PCI Express 3.0 x16 5% 1 7| (PCIEL:x16 2= )*
*NVMe SSD & -8 U] A= 2 AFS- 7531 2% A<
« PCI Express 3.0 x1 &% 2 7l| (Flexible PCle)

Intel* UHD 28]~ ¥ E - o] v]|F4 3} VGA 32 GPU
FE ZZAMZR A G 5 9l F T

Intel° UHD 22} =~ W & - ol H]54 2] 4] : AVC, MVC
(S3D) & MPEG-2 & HW Encodel 2] €] Intel® Quick Sync
Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® 22| o] B]Tt] £ HD 7] <,
Intel® Insider™, Intel* UHD 2} 2] ~

DirectX 12

HWA ¢l =& / T] 2= : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- B E.
HEVC/H.265 10- B] E., VP8, VP9 8- H] E., VP9 10- H| E (T]
#v) A8 ), MPEG2, MJPEG, VC-1 (t]1 4 H &)

e =2 34 Al 7l : D-Sub, DVI-D & HDMI
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« HDMI A4 ( 2]} 84} = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« DVI-D 2|91 ( 3o sl A= 1920x1200 @ 60Hz)

« D-Sub A4 (3l sl 4= 19201200 @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2! HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI £ E ¥3}) 2] <] (HDMI &3+ 2 U H
29)

« DVI-D & HDMI

« HDMI £ EZ o]

=
=

¥ EF 0|43 HDCP A%
€8 4K Ultra HD(UHD) A 2] ¢
L2 « 7.1 CHHD 2.T] 2 (Realtek ALC887 2.T] 2 5.4 )
*71CHHD 2t 25 A —Es}e% W HD AW 2 2] &
S At oA ] 2 7] F S 2] 2 EefolH R A
stal|of .
o Al B3 2]
o ELNA 2t 2 74

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Giga PHY Intel® 1219V
« Wake-On-LAN #| %4
o W /ESD B& A ]
o HHE o]l 802.3az A 4
« PXEAY

PS2 -2~/ 7] RE FE 1)
1/0 « D-Sub ¥E 17}
« DVI-D ZE 1 7]
« HDMI *E 17
. USB2.0 ZE 27l (ESD R A1
« USB 3.1 Gen2 Type-A £ E 4 7l (10 Gb/s)
o LED # 3 RJ-45 LAN ¥ E 1 7] (ACT/LINK LED & SPEED
LED)
o HD 2r]e A .2}4l ql8 /A A~9]7] /ufo] =

on
g
£
e
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{4 E

BIOS 7=

StESo] 2

LIE

« SATA3 6.0 Gb/s A9 E 6 7] ,NCQ AHCI % “ 3t Ze| 1"
2] 81 *

* SATA- B} M2 A=) ol Al M2_1 & AF-& Fo]m , SATA3_3
o] n] & st o).

o« SEFM2A4A (M2_1)1 7], M 7] B4
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s .5 2 Gen3 M.2
PCI Express & 4 7| (32 Gb/s) 2] 44 **

** Intel® Optane™ 7] & 2] ¥
*NVMe $SD & F-8 U] =3 2 AH4- 7153l =% 2] 9]
“ ASRock U2 7] E 2] ¢

o o xE 1

« COM XE 3|t 17}

« TPM &t 1 7))

o A A 2 23] A F el 1

« CPU AYE 43 )1 A

*CPU 3 AE| = sl A= o] Zff 1A(12W) &1 CPU H-& 7]

A,

o AAT/HE HZ S ANE (4 3)2 7] (20hE W SE2A
°])

A FZ A W HH o] H o 2A(24W) &l YA F

2 W& 2] A3 o).

*33 =43 Mol AR F2l A5, CHA_FAN1/WP 7}

CHA_FAN2/WP 7} A4 E 0 2 742 &F 4= 9l 451t}

o 24 ATX AY AE 17

o 87 12V AL A 1)

o A s 2r] 2 A 1Y

o USB2.0 3 270 (USB2.0 £E 47] 2| 1) (ESD K5 A <)

« USB 3.1 Genl 3t 1 7] (USB 3.1 Genl = E 270 2| }) (ESD
HE AL)

A

o T}Fo] GUI A48 A|-g-3}= AMI UEFI 4 33 BIOS
« ACPI6.0 =5 4lo]= 4 o)
« SMBIOS 2.7 A ¥

« CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.05V A3} t}35

=
HE

oﬁi

o 2% 7}2] . CPU, AHA] / HE] A= A
o M EelTHE] : CPU, AHA] / e =
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o Ag 3 (CPU =0l o AfA] &= Abg 24 )
CPU, Al Al / $16] = )

o W hE S Ao} CPU, A/ S =

o Ao~ dd] 7

o A%t ZUEF 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH
1.05V

« Microsoft® Windows® 10 64- H| E

« FCC,CE
« ErP/EuP AH& 7} (ErP/EuP A& 715 A1 Z332] 2
L)

* A4 gF A5 2 Hoof] tf Sl A= BFAL I Afo] EE 2t 5] 4] AL http://www.asrock.com

A

BIOS 4% Z% 5} A1} Untied Overclocking Technology Z g3} ] e} A 2] 2
WF 27 ETE A AL ESHe LW FE Yl o HE $]30] i
e e FHAYAL LU ZEYE AL B G FA A A=
H9) 74 29 3ol £4& Y FE Ugi]eh, SHERGE LA AAE
#1588 P17 slok Fuleh. GARE S22 Yol ool BAT 7 2t &l
4] A efo] glsrr]rf.
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a9 HAE B A A=A BofFu ot My S Fof 491 Ao}
kel guch "e QS ol H9x] ko Fuot < gbAd gt

I -
\
Short Open
Clear CMOS A ¥ ©+2} : Clear CMOS
(CLRCMOSI1) SRR 4y
(sl 11 5 3t g

23 4+

=)
CLRCMOS1 & AF-2-310] CMOS of] A A= o] B & 28 4= 9l %51 E} CMOS

off A= vlol B ol = A| 8 §F &, &7, A3 =L A 2 F)

e

=% w q

2 A ~E A Hr ot 23U, A ~E gleln]E S 2] $-

2 273t H AFHE T AY I B s Ay g
2l

CLRCMOS1 ¢] A4 3 = ZqF 2t A 7] A4 £ . CMOS &

H A AL BIOS il EE <F5 & 2§ CMOS & A eF & 4%,
_C,Lﬁ A ~ES FEFE Foulo] 24 g H| o] EE F 73 t}-& CMOS #|-$-7] 2
& ok Fiet.

CMOS & 7] & 7-¢ 7o)~ edelo] 23] E == ¢]51]c}. BIOS 241 “ Clear Sta-
tus( e 2]--7] ) " F £E 3} o] L] A A H <] AFEf ol e g 7] 5 2] -4 A L.
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14 28 8d & H4!

o

L1 E HE]9} A el H ]} opi]ch. Ho HE 20 E Sr]9h A e o]
A S-p2] p ) A2 5] e 2B E ST} # I E] o 4P ppr] B ] o7
3oz &g

Al z2d ) # ]
Sl PANELl)
1o]A] 15 W &5 =)

CEEE RS
A E A2 A
452 otelel
Yol upet o] 3]
ﬂﬁeﬁuq-ﬂ

=)

(
(

HDLED+

PWRBTN( ¢ v]-E

AA] T o] H e Bl Eol] A c). 9 Bl ES o] &3 A AHE i WL
THE T U5

RESET( 2] 4 HE ):

A A o] 2] A vl Eol AE g o} ZrE 7} F 2] ot A A A2 =
312 2 -7 e] A Bl EL Fe] FHFEE A .

PLED( A]~E] 7¢] LED):

A A 2 o] A A e FE Ao AE g el A= Fo] FES]a Q1S ml= LED
I} AA sl A= Ho] $1/83 v 7] AFEf ol $l& w= LED 7} A< 72k v of . A]
o] Sq vl 7] el re= L 77 (S5) el ol & wl= LED 7} 714 9l ).

HDLED( 3.5 =&}o] H 52} LED):

A 2] ZH o] sle Eelo] H FAFED of 914 gl r}. sfE tefo] Bl Ho]El
v} 27 Ql& o LED 7} A A 51},

i o o)Al AR E ofE = Qo). HE E 2ES T2 HYBE, 2]

A v E, A9l LED, 3}.E Eefo] H 3} [ED, »¥] 7 52 2 -4 5 o] glsi]r]. XIV/

A':IUJJ}/LQ HES o] Fr]ol] ¢1Z 3 af olo]o] geh} 7l gto] &3] J35=2] &

elgi]el .
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A 2 237

(7 3 SPK_CI1)

(13012, 16 ¥ &5 =z

)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V |
Il

1

| |
SIGNAL
GND

DUMMY

A A 219l LED <} A
Al =9 AE o] 3
ol A A4 A 2

A2l ATA3 7 4 E
(SATA3_0:

1 30]4]
(SATA3_1:

Lafo] 2], 13 Wl 5 3=

(SATA3_2:

(SATA3_3:

1 ﬁﬂo];{] ,10H o R

(SATA3_4:

E DR =1

il

(SATA3_5:
1 #o]#],7 1

T

J129 g8 2

-

SATA3 5
[ —

SATA3_4

—1]
I—1]
SATA3_3

SATA3_0 SATA3_2

I—1]]
I—1
SATA3_1

o] 5 6 71 2] SATA3 A
WE] = 2 vl 6.0 Gb/s
dlole AF =5 Al
T3 v - A A=A
& SATA dlo]E] 7 o]
S A}
*SATA- BF4 M2 %
= o Al M2_1 & AH§-
Zo]m , SATA3_3 o]
Bl kAR R

USB 2.0 3|t
(9 3 USB_7_8)

USB_PWR
-

o] mlt] H.x o = USB
2.0 3t F A7k ole

(el 17 g5 ) vt Z-USB 2.0 &t

(9 % USB_13_14) EEXEFANEANY

( slola] 18 M B% ) ] & ol

USB_PWR
USB 3.1 Genl1 3] Vous o] mjr] B.x ol = &}
Vbus IntA_P3_SSRX-
(19 = USB _11_12) IntA_P2_SSRX- IntA_P3_SSRX+ L]»Q] 5“ tﬂ 7]’ 9\1%]’]
1 -‘Lﬂ ]Z] N 6 Hd 60 l 51(:1]' '"‘AJ’LSS(::; f\:‘ips,ssmr E} 0] USB 3.1 Genl
i 1= et N MTgEpa

waero O[Ot s AL F AFHT
IntA_P2_D+ D
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A g 2] 8 #r
(9 ¥ HD_AUDIO1)
(1301 A], 224 &5 Fx)

2 AC’ 972r]2
-2 3] o] H 3|5}

SEEESIoE
A 2r) e el
ah o A-gg .

712] & 2] 2] 5)2] vk -Ln)2 A 2-Esled ] AfA]2] Fd 2

T ;z}{ el Bk, 4 2 A 5 ot e e
wfep A 5& A3 AL

TGS A} 8 AL o 9] 2 HAE npe} H s or]
x/»o :

A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L °j] ¢12 3l c}.
B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °J] ¢1Z 3} Audio_L (LIN) & OUT2_L °J] ¢1%

Fufot.

C. %] (GND) & 3] (GND) °l] ¢1&
D. MIC_RET 2 OUT_RET += HD £
¢ w9 o2 o] A

et
2r]2 A5t A&-Fr/ch. AC " 97 28]
e} gerjrl.

E. %_7 i bfo] =75 24 3} 5] 7 Realtek A ]2kl 4] “ FrontMic " | ©. 2 7}4]
“ Recording Volume( 35 &4 ) "5 £ g} .
A 7 STE] 2 S A oo o] mit{ Bt ol =4 H

(4 31 CHA_FAN1/WP)
(1 o)A ,4 ¥ 5 Hx)

(4 31 CHA_FAN2/WP)
(1340]2], 14 ¥ 335 3

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

A A A A
2 W 7) &A= o] Q<5
vt} 33 CPU A A
T Fe He a4
3= 793 1-3 o
A3 AL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

CPU #H 7|9 ¥
(4 31 CPU_FAN1)
(1 o)A, 2 ¥ &5 =)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ol R Eof| =4 A
CPUH (A4S )
ﬂﬂ‘ﬂﬂ s =l o] ol
#urth.33 cpu
AZdsle =94
1-3 o AZ 34 A &

1.2 3 4

rulo |:
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ol | BE ol =24 3
ATX A4 A e 7} 5
A= o] el 20
I ATX A QD FF33]
EAbgsteE 21

ATX A4 AdH
(24 7 ATXPWR1)
(1se]A] 5 &= 32 )

1 |20 13 :L] 13211}'3]'0753}
A2
ATX 12V A 7 E 8, —— 5 o] npr] .o =8 3
(8 3 ATX12V1) IO ATX 12V A 81 7 g
aslola, 1 gm gz LU S gk =) of )4l e

43 ATX AAFFH
25 Abgsteiw 71
3} 7 5 & upek A48}

AL .
A2 ¥ E FH o] coM1 3t &= Algld
9 3 COM1) Y E RES AU}

(
(sl 2], 190 5 3=)

[}

gl

mL‘L

TPM 3|t o] A H & 7], 6%
(17 31 TPMSI) Z4 5 Y HlolEE 9

(13“0]1],21311%—' 7;(:]'}—) W1 ;qg}_}ﬂi B-L/\O]LTPM
(Trusted Platform Module) 4]

225 A ATk TPM A
R
s 1A 94 .5}

PCIRST #

-

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN
ans

S_PWRDWN #

Q1 FE ¥t
(25 31 LPT1)
@ se]A], 20
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B360M-HDV

1 (FUSIC

ASRock B360M-HDV ¥ H'—HR—REBEHN LIFTHEZHONESTETVET,
ASRock OBIFHI—EH Lzt amEEHO F eI N T LI ENnizi
HEMAMEEHRIEZ DD MENTI ST —< VAR SMER L F 9,

P —IR—FDfFE BIOS V7 NI I HEHENE CED B E/28, CDY =27
DA T A UNCEETSEEDBDET, CONZ2 T )LDNEICEED D >4
Blcld, BHE /e —2a203, T ASRock DU 7 W4 FOSAF TEBLIIC
TOET, COTY—R— ISR S E7% VR — PO B G 6, CEH D
TINE DD TDFNEHRZ, 244t DT 71 THIS /230, ASRock DTz 7+
F Tl BRFTD VGA 21— RHBd T CPU Vi — ¢ CEIC1E 9, ASRock Ux 7"
1k http://www.asrock.com.

1.1 N\ —0RE

« ASRock B360M-HDV X H'—KR—R (X471 ATX TA—LT7757—)
« ASRock B360M-HDV 717 A > A=)V AR

« ASRock B360M-HDV #R—h CD

o 1xI/O SRV —)UR

o 2x VU7V ATA(SATA) T — 27 —T )V (AT 5>)

o 1xM2V7yhHRAQL K7 vay)

d—P—<=a7 Il
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1.2 ff#k

Ty T4—L

CPU

FyvTEyvh

AEY

HERRROY b

TGZ571499R

AT ATX T —LT 72—
[E AT Ty e

25 8 111X Intel° Core™ Tty P —Ic XS (V7w b 1151)
Intel® X—R 7 —Z b 2.0 77/ —7%HR—h

Intel® B360

T a7 )VF+ %)V DDR4 ATV HERE

2 x DDR4 DIMM A H k

DDR4 2666/2400/2133 /> ECC, 77>/ /Ny 77— R AEVIC
PO

VAT LAEY DERA R 32GB

Intel® T7 AR —LAE) 7T T 7A )V (XMP) 2.0 IS
DIMM A MC 150 I—)U RV 27 M eiH

« 1xPCI Express 3.0 x16 Ak (PCIE1:x16 E—R)*
*EH) 71 A2 & LT NVMe SSD IS his
« 2 x PCI Express 3.0 x]1 AH | (Flexible PCle)

Intel° UHD 7570y 7 AWIKE V27 )V EBX U VGA )]
X, GPU ICHia Iz oty —DH T R—hENE
ED

Intel® UHD 75 74 IV ANIRE V27 )V 7% R—hk: AVC,
MVC ($3D) 33K 0" MPEG-2 Full HW Encodel DV (i &N
7z Intel® 7 A w77+ 277+ ¥ T4 Intel® InTru™ 3D, Intel® 77
V7 —+¥ 5% HD 77/ — Intel® Insider", Intel* UHD
TIT49 TR

DirectX 12

HWA T2 I—NK /7 3—R:AVC/H.264, HEVC/H.265 8-
€ M HEVC/H.265 10- E VP8, VP9 8- £ [, VP9 10-
Ywh (73a—KRDH ), MPEG2, MJPEG, VC-1 ( 7I—KR®D
H)

3DDT T T4y AMIIAT > 51 D-Sub, DVI-D, HDMI



B360M-HDV

o HDMIITHHE, RIS 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

o DVI-D ITHIG, SARMEREE 1920x1200 @60Hz

o D-Sub IS, SRR 1920x1200 @60Hz

« HDMI R—KCTA—RI T2 70— 15 —(12bpo).
xvYCC, BXU HBR(FH L FL—bA—F ) It
(HDMI RISE =X =D ETY)

« DVI-D "R—h& HDMI :K— T HDCP IZX i

« HDMI :R— T 4K Ultra HD (UHD) B4 IS RS

F—F1F# « 7.1 CHHD A —7 14 (Realtek ALC887 Audio Codec)
*7.1 CHHD A —T A% ET 57201 ld  HD 712 k%
VDA —T4FET2a— NV ZHHL A —T 1A RSN EEL
TWVFFv RV A—T A A BEREZ N T 20D H D
E3E
o B—ILREEITHIG
o ELNA 84— rAar 74

LAN « FHEwk LAN 10/100/1000 Mb/s
« 377 PHY Intel® 1219V
« Wake-On-LAN (VA7 > F)IHIG
o T/ HEXUNE ESD) IREITHIS
o THXIVF—FPROIA—T 2 b 802.3az 2P R—1h
« PXE ZZHR—h

Y7 INZIV 1/O « 1xPS2RUR [ F—R—KKE-}

e 1xD-Sub R—Fh

« 1xDVI-D ;R—F

« 1xHDMI ;R—h

o 2x USB 2.0 R— b e U (ESD) fRAEITHIE)

« 4x USB 3.1 Gen2 Type-A ;K—} (10 Gb/s)

« LED {if & 1 x RJ-45 LAN ;R—h (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

« HDA—T14A T w 7 : A4 | TaY  NAE—H—/
<A
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A=Y

A%

BIOS #4HE

+ 6XSATA3 6.0 Gb/s I3 X NCQ.AHCL BXU . kv b
FJ BRI *

*SATA ZA T M2 T/NA AT M2_1 Z I L CO 551,
SATA3_3 (ZMRNCRDE T,

o 1xVET M2V Yk (M2_1).M Key X147
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s TV 2 —)LE iR A
Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2 PCI Express £ 22— UK
B

* Intel” Optane™ 727/ T —IT KIS
> BT A2 £ LT NVMe SSD IS HfJits
* ASRock U.2 & MRS

o 1x UV RR—FAw&Z—
o 1xCOM R—h\y&—
o 1XTPM N\ H—
o IXUV—VAVMLV—Var A=l — X —
o 1XCPU 77>V aAXTZR(LEY)
*CPU 77 VAT RIE TN 1A (12W) DFES1D CPU 771
THELET,
o 2x VY= | UA—R—KYT T aAXIRGEY) (A
~— 77 I
= | TA—R—R T T 7 NI 2 A 24W) DS
DU A —RZ—T7—F—IHHELET,
* CHA_FAN1/WP #X U CHA_FAN2/WP i3 3 ¥V & el 4 ¥
VITYMEREN TV R EShEHEIIMRH TEET,
o 1x24 ¥ ATX BIRIRIZ
o 1x8 ¥V 12V EHIARI X
o Ix A SRIVA—T oA AT 4R
o 2xXUSB 2.0 \Z—(4 D0 USB 2.0 K—Mxfits) (FreE
SR (ESD) PREBIC )
« 1xUSB 3.1 Genl \w&— (2D USB 3.1 Genl K— M}
It (FEE AU (BSD) fRFEIT RIS

« AMI UEFI Legal BIOS, £ 5l GUI R — Mt &

o ACPI6.0 WL AT v T Ak

« SMBIOS 2.7 ¥ R—h

« CPU,GT_CPU, DRAM, PCH 1.05V LX)V FHi%



B360M-HDV

N—FJ1I7%E o WEYXYYVY L CPU VY—Y | Id—E— R T T
—z— o TPYRAA—R CPU, Y — | UA—B— RV T T7>
o BT 7Y (CPUREILHE S T v — 7 7l 7 )
). CPU, Vv — | UA—BR =K T T 7
o T7UVFHERIE  CPU, X — | A —R—RT
TrY
o —AGAEARE]
o TR +12V.+5V.+3.3V.CPU Vcore. DRAM.PCH 1.05V

[0} ¢ Microsoft®” Windows® 10 64-bit

S:IHH

SIE « FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP WIS FEIRHEIASEE DR FETY)

* PG DU T, 2D 7 e S 72 &0, hitp://www.asrock.com

BIOS 3GE DM 7> 24 FA—N—2 00 072/ 02— D Y — R/ N—7 DA —
A IN=2 0w =)V DIEHEEE G A —/N—20 T JIClE, —EDVX 22 (ENFET
DCEHELIEE o A—/N—=200 0FBE R TLAPNLIEIC T 720, S XTLD
TR —2 S FRTINT R DHHET B EEDBVET, T HPDEETIToT/ES %,
PR Tl A—rN—2 0y DIC I BIFEDENTIE A D RF T DTS THESIEE 0,
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1.3 v > )\ —3&FE

COATANE, VY IR—DRE TR RLUTOET, v 8—Fvy T HE
NEESTVBE Iy = [a—hTT, Vv —Fv v T
EoTWVIEWEAIZ. Vv =3 A= 1T,

w

Short Open
CMOS 7V 7T /78— a—hk: CMOS DZUT
(CLRCMOS1) F =T FTHIVE

PR A
(p.1.No. 11 ZR)

CLRCMOSI1 &, CMOS DT —H27%E7V 745N TEET, CMOS DT —X
WKiE AT LSAT— R A R, S AT LRRE/ ST A—R—T5E DV AT
LiREEMRDEENE T, IHELC T IHIVIREICT AT LISTA—R—%
Uty g 3Iicid, AV Ea—2—0EH Y EFRI—REHRE Iy 3—
Fy T2 LT, CLRCMOS1 DY /I 3 BRI a—RLE T, CMOS &%V
T UItgE, v 8 —Fry TN T O SN NI LTLIEE W,
BIOS % 7" 77— 1%, CMOS %7 7 T 2B HIUT, AN AT L7z
L. ZNH5 CMOS 7V T 707 av EIFIRHCT vy hET VL TLIEEW,

A =25 R T — AR GBI T B ICIE, BIOS 47252 5 Clear Status

Q CMOS #2179 3L, r—XDFHHIRHIZ NS CEDBDET, LIgTD+—2
(RT—R D) | TH#EEL TS/ES 0,



1.4 A>R— ROAYAES —EART4

AR — RNy X —E AR KU1 > N—TldBDF /e CNENYH—ETZ
DRINGE A 2N —F 4y TE R T N TLIEX 0 N X —F LU ARIKIEE Y
SN—F Ay TS E, IR — FICHEHRG D S CE DB DF T,

VAT LISTIVANY H— PLED+ BIAAR R HERHIL, R
(9 ¥ PANELL) PLEFE)V-\/ERBN# 222ty L, Fadd

(p.1.No. 15 Z&) YRS TIHES T,
1 o X —YDIVATLA

RESET# F—RAFRT VTR

HDLED+ DNy A—ITy hLE

ERN ARV Z3 S TR
LEICF EYD+HE—IC
KD TLIEE W,

PWRBTN (#Elih2>):
S =R NIV D PR KA G L TLSIEE N s PR X S ZEH LT, S X T4
ZA NGB IR ETEET,

RESET (V2 Fh2>):

Sy = SR DYy FRZACHHEL TS/ 0, A2 B2 —K—D T —X T
720, M DFREE) T TER DG EICIE, Ve FRA LT, A2 B2 —2—%
FEEBLFE T,

PLED G X 7L LED) :

S N R IV DR T—RRA > 27— R — ISR L TIEE 00 S XA
1, LED D3ATLE T, S X7 A0 81/53 X —TIRRED G EISIL, LED 1355 0%
BETET, S XTI 4 X —TIRAEFE J= 13 FEJiA 7 (S5) DEEICIS, LED 1347 T,

HDLED )V\—RFFZ1 7727 ¢E7 ¢ LED) !
S =R S RIVDIN=R RS 4770 71 €71 LED IC#E L TS/ES 0 s N—FRF
T4 T DT —RE G RIR D F L B Z AR, LED (34N DF T,

FIH NIV T A NE, S —NEdo TG B EEDBDET, FlE N FIVES2—)b
13, FICE PR LVt FR& S B LED,/N— R K>+ 77271 E7¢ LED, X &'—
=G EDSRIREZNE T, > —> DFiE SR IVES 2 —)bE EDN Y L& — i T
BEGEICIE, BERDEND G TE, E>DED L THIELSEKL TV B EZHEND TS
V=128

B360M-HDV
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=AY M—VaY
LAY —H—Ay R —

(7 € SPK_CI1)
(p.1.No. 16 1))

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
sV |

1

0l

|
SIGNAL

GND
DUMMY

v — R LED &
Y —Y A —H—%C
DNy R =L TL
720,

UT)V ATA3 AT R
(SATA3_0:
p.1.No. 12 Z#)
(SATA3_1:
p.1.No. 13 Z#)
(SATA3_2:
p.1.No. 9 ZH#)
(SATA3_3:
p.1.No. 10 Z#)
(SATA3_4:
p.1.No. 8 Z#)
(SATA3_5:
p.1.No. 7 ZH#)

SATA3 5
([ —

SATA3_0 SATA3_2
I—1

(|
I——]

SATA3_1

SATA3_4

I—]

SATA3_3

N5 6 DD SATA3 I+
J2—E ek 6.0 Gb/
DT —FHLEHE TN
ARL—IF A ZAFHD
SATA T—2r—"7 )V %
PR-FLET,

* SATA ZA 7 M2 T3
AT M2_1 Z LT,
B3 SATA3_3 (348
SMTIEDET,

USB 2.0 \wA&—

(9 ¥ USB_7_8)
(p.1.No. 17 BR)
(9 ¥ USB_13_14)
(p.1.No. 18 ZIR)

USB_PWR
P-

TORYP—R—FRild
2D0) USB 2.0 N\ & —
MEHENTVET, &%
USB 2.0 N\ & —Id.2 D
DR—F Y R—FTE
3

USB 3.1 Genl \'w&—
(19 ¥~ USB_11_12)
(p.1.No. 6 ZH)

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vbus
IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+
GND
IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+
GND
IntA_P3_D-
IntA_P3_D+

D

CORYP—R—Fid 1
DO\ X —hEEiiE N
TWVWEd, TD USB3.1
Genl "\ A —IX.2 DD
R—bEPR—TEFE
a_o



TaY BRFIVA—T e TONYE—IF, 7ark
FAy K — o F =T AT A—
(9 ¥~ HD_AUDIO1) TAXTINA R i d
(p.1.No. 22 B1#) B72hDED T,

(ELSHEBET B 7280Icid, > —>DIN2 IV T AV —25 HDA ZHHK—FLTW

: L NAT 71 =252 F =T gy o> 2 2 TR R — L TOETH,

BEEDREETT, BIEVDZXTAZIRONMNITSICIE, S D=2 T )L
U —2 DV =2 TIVDFRICRES TS/ & 0,

AC97 =T A/ NFIVEEH T BEFEITIE, RDX T2 7°C, Rl N7 /bd—
FrA N L—ICIROfF TSZZE N,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##iLF T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L Ic##HiLF T,

C. 7—X (GND) %7 —X (GND) Ic{## L F 7,

D. MIC_RET & OUT_RET I3, HD & —7"1 4/ \Z LB T T, AC'97 4 —71
FINFIL Tl NS Lo T BB B DFE Ao

E 70> N1 07 GRYIC T BICIE, Realtek T2 FE—)L7 N3 )LD/ FrontMic | X
TC. [EREF SR L TS/EE0,

B360M-HDV

V=Y | U= S—R O VoLTAGE AP —R—Rid 4 ¥
VT ARG R FAN_SPEED Ky — Ty axy
° FAN_SPEED_CONTROL N °
(4 ¥ CHA_FAN1/WP) R AR LET, 3D

(p.1.No. 4 ZI0) — V=V TF— R —
F—T7 VR B
BlTiE Y 13 IR L
o FAN_SPEED_CONTROL 4 = N
(4 ¥ CHA_FAN2/WP) TLIEEZ W,
- CHA_FAN_SPEED 3
(p.1.No. 14 ZIR) FANVOLTAGE 2
GND 1
CPU 772 aAXxTR FAN_SPEED_CONTROL CORYP—R—RiZ 4V
CPU_FAN_SPEED
(4 ¥ CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE CPU 77 (FF&ET77)

(p.1.No. 2 ZHH)

ORI ZDNEHENTH
F£9,3EVD CPU TV
T DHEAICIF EY
13 IS TLTIEE 0,

1.2 3 4
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ATX BRI T2

TORYP—R—FRid 24 &

(24 ¥/ ATXPWRI1) > ATX BRI 2
(p.1.No. 5 ZHH) EFEINTVET, 208
> D ATX EFZ 9
BliF BV 13ice
D THEHLTIIZE L,
ATX 12V BJRIRT X 8,5 CORYP—FR—FiIsE
(8 ¥ ATX12V1) CICIEIE] > ATX12V RIS 7R
(p.1.No. 1 D) UOL asmiencugs. 4
> D ATX Eiizlifd
BITIZEV1E5ILH
O THEHLTIIZE L,
VT IVR—= Ay & — RRXD1 T COM1 Ny R—(F
(9 ¥~ coM1) [ gersw Y7 VAR REY2— )L
(p.1.No. 19 D) 1 Y R—FLET,
DDCD#1
TPM N\ A — T COAXRTREIT ATV RS
(17 € TPMS1) 87 SESUEV T b T d—LEY2—)L(TPM)
(p1.No. 21 B % " SAFLEYE—FL BTV
ZOVEERHEE JSAT— R, 7 —4&
S2EE8EE35  AURIEIEILNTER
i £3 T, TPM VAT L E 2 v b
. gz T—oFa VT RED, T
S2VREHEZ (L, 7Ty b
TA—LOTEEW ARG LE T,
FOMIS S SN S RN DNZ TN
(25 ¥ LPTD) A AL DRI
(p.1.No. 20 &) ARIOIOIONQ Osii%&j T A H5zeDTES.SUVE
SFSQDS‘?DS BUSVPESLL R—=rr—TIWHDA
st BT 2= AT,
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1 &

TR IS KA 82 B360M-HDV £ » 1X /R 4% I8 1 88— B /A% ot A bR v A2 7

AOTEREFTSERYEM o ETRHLIT & 1 BT A AR TS AR I B ERE -

&

1146

o IREE

HI TG R BIOS #FFATRE EZFT » AU » K XAGHIA BT ATRE SHEATEEL » 21
AT ° WIRA S EITIEE » MEFTHIRFAFLATTEEEIAG L - Bl T2
INHTHEA] © AIRLET BSG I EWAAXATEATSF 2 15 VIRl TATAYE LR TAERT
HZIEAIIEE o Hth A LITEF R EHERFT VGA 7l CPU FFFZ » S

http://www.asrock.com °

Ak=E=
A8

B360M-HDV F# (Micro ATX HIF& R ~F)

o 8 B360M-HDV PuH 4S5 R

o 8 B36OM-HDV 05

o 1xI/O [T

o 2x H1T ATA (SATA) ¥#E% (3E0)

o IxPRzz (ft M2 HREEH) (&)

&

B360M-HDV
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1.2 Ft&

CPU

Y

n#E

]

B

118

Micro ATX #lUi& R ~T
TR ARt

FHE 8 1L Intel® Core™ 4bFHES (3HFE 1151)
7 FF Intel® Turbo Boost 2.0 A

Intel® B360

Y588 DDR4 TERIA

2 x DDR4 DIMM 7##

% FF DDR4 2666/2400/2133 FE ECC » JELRIFNTE
THRAGNFRALE ¢ 32GB

=7 ¥ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
DIMM FEfE R 15 p0 < fif

« 1x PCI Express 3.0 x16 it (PCIE1 : x16 15X )*
* 3 HF NVMe SSD FR{EE o4
« 2x PCI Express 3.0 x1 {# (Flexible PCle)

HH GPU SRiHILE] 35 S FF Intel” UHD Graphics N E
TN VGA Faith »

< #F Intel* UHD Graphics PN'E AL : Intel® HRH [R5 1055 »
K AVC ~ MVC (S3D) fl MPEG-2 Full HW Encodel *
Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD /K ~ Intel®
Insider™ ~ Intel> UHD Graphics

DirectX 12

HWA %515 / fi#i4 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit > VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {Xfi#f3 ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({Xfi#5 )

3 PMEFEIHIET © D-Sub ~ DVI-D F1 HDMI



B360M-HDV

« TZFF HDMI > 30Hz I A2 ATIE 4K x 2K (4096x2160)

« FF DVI-D > 60Hz I A HH2S1E 1920x1200

o« TZFF D-Sub » 60Hz I R HHERIE 1920x1200

oSBT HDMI i (FFEFRZM) HDMI Ioras) FF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( =E{iLHZR
Epil)

« 81T DVI-D fll HDMI U [ 57 HDCP

o BT HDMI S0 37 FE 2 4K #851E (UHD) #E X

E= 2] « 7.1 CH &5 S0 (Realtek ALC887 T3 fRTL &5 )
* ENE 7.1 CH =iE Bl > 7% 250 F e i IR s A
BEINIREHAL IS F 2 @8 S AIRE ©
o CFFEIBORT
« ELNA ZHHEAE

LAN

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

« Giga PHY Intel® 1219V

o« %#% Wake-On-LAN ([_F-afig )
o HFEHH /ESD R

o TRFERERILIRM 802.3az2

« ZFiPXE

EEiR /0 o 1xPS/2 EFF / BRI
o 1xD-Sub il
« 1xDVI-D %[
« 1x HDMI ¥
« 2x USB 2.0 Uil ( 3Z#F ESD &™)
« 4xUSB 3.1 Gen2 Type-A Uil (10 Gb/s)
« 1xRJ-45 LAN ¥i[] » 7 LED (ACT/LINK LED #[] SPEED
LED)
o ENEEPUETL &R /BT S 1 E
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=i + 6XSATA3 6.0 Gb/s B2l » ZFF NCQ ~ AHCI FIFH *
*INERE M2_1 1 SATA B M.2 %% 7 > SATA3_3 15 1AEH -
o 1xEZ% M2 0 (M2_1) » ¥ M Key 255

2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fEEfl] M.2 PCI
Express 530 (515 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

** 3 Intel® Optane™ F AR

I HF NVMe SSD A{EE £

T RHEEE U2 B

O o 1 x FTENIR C1EER
« 1xCOM Ui 182k
« 1xTPM i
o 1x WUFER AT 25 22
« 1xCPU KGN (4 )
* CPU MU EEO S RE R 1A (12W) ZHZR[1) CPU XU e
o 2x HUFE / K RBEET (4 1) (BRE RS 52 )
*HLAE 1 KRR R i 2A (24W) DIZRIY7K G XU o
* CHA_FAN1/WP #[l CHA_FAN2/WP f] LLE 5h&i 3 £1Hak
4 FHER R A TEMF o
o 1x24 %1 ATX HLIFEET
o 1x 8%l 12V RO
o 1x B E S
o 2xUSB 2.0 #Zi (3744 1 USB 2.0 3 [ » 574 ESD 1£7)
« 1xUSB3.1 Genl 2l (37£F 2 1> USB 3.1 Genl ¥ > =2

£F ESD &)
BIOS ThE « AMI UEFI Legal BIOS * %185 GUI
¥ « ACPI 6.0 FfA M IRE(F

« SMBIOS 2.7 37 #F
« CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.05V HL[E% ZCif%E

EFisE o RGN : CPU ~ MU / KR XS
o NURESHIT : CPU ~ #1158 / KRR
. BENE (1RE cPU IRE BRI FENREE)
CPU ~ #lF8 / KERXFE
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o T2 FRHEE PEH] - CPU ~ HILFE / /KE N
« CASE OPEN (HLFFTHF) #&l
o EEIEWEFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore » DRAM ~

PCH 1.05V
BRERG « Microsoft” Windows® 10 64-bit
N . FCC~CE

ErP/EuP S FF (FFEFF ErP/EuP HIFEIR)

*HETFHEALIEE o TEVTIEEA T ¢ http://www.asrock.com

A AN IHEEGHI A H—E MG » E15 1% BIOS 1% 8 » W/H “E IR » BEH

F=TTEIN TR  EITATRE 2 RNAZ| RIS ENE » FEEXTRGEHTH IR e A7
o PATTI T LI LT B ML E SR FE o 2ol N H TR AT 1~
7

==
o e
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1.3 BikigE

L R AT BBk o FFPRARIESE R X BT BT - R “REERT - A1UX
SEEHIA B Sk aE - Bkee OTRET -

o

Short Open
&I cMOS Prsk FHEz - 1EFR CMOS
(CLRCMOS1) \ FFi% - BRIA

(B 10T 5511 ) 2R

CLRCMOS1 e VFEER: CMOS FHEHE - CMOS IR EIE R EE
B ARG ~ HEA ~ BHEARAILE S5 - BERIEE RS ECNE
WIEE - FRITENL » ST RSk - RS A PR ERIE B2 CLRCMOSI
LROETI 3 F) o EILETEBER CMOS JEEL T BRI - 2RI TENITERL
BIOS H#/5iHF CMOS » MM SEEh 25 » FHAER A EHHUTIER CMOS
PR o

HIREE R CMOS » BLFFHTIF £ et MZ) o 15 BIOS £ “Clear Status™ (7
BRRE) B EbRET— T RALEATIER



1.4 IREFERIFNIE O

LTI T TREE » T B AFHLCNTLEE X LB L] L FFpkZehg#E
B LELEIFIE LT _EAF AN EHGE XKL NEIT

SRR B2 PR N T TR AL -
(9 %f PANEL1) FLFE B RRR S
(MELTT > H151) EEITHARGRESE

B360M-HDV

TR LA - AE
BB IRTHIC T IER
BT -

PWRBTN( #EijF#zsl) :
R LEHT AT IR o JTR] LU (G IR S 1T R 6 77 2

RESET( EE#7) :
EEFAERTETIR AT EEFH QIR EYIEY] » TIEAITIE BV » IHEE
I ERTEE)ITED] »

PLED( F%HELED) :
ELEEIPLFE TR LHTE IR HETAT o RGEIRIFIRIENT » M LED FEiE ° 41407
S1/83 FEHRIK AT » M LED (NN © RALTE S4 FERRIAZSECHHL (S5) AT » M LED #EK »

HDLED( #8#i%3) LED) :

EREEIYLFERT AR _EAIIEZLIEE) LED #ETAT © BEALIETE G A EAE0T » M LED
JERE ©

HTER R IR G T IR B AT © BIEINAE R F Z I IR ] ~ AL ~

I LED ~ #7555 LED #AT ~ BiFF a5 o FrHLIERT AR R EREE L BT - 7
RAELE L FIET B 77 A LE A VTR
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MUFE R AR S
(7 %t SPK_CI1)
(MEL1T > Fie D)

DUMMY

DUM

sV |

SPEAKER

MY|

0l

|
SIGNAL

GND
DUMMY

BRI LED FIAL
FEPH P e R AR -

ERT ATA3 $#4[1 ©, = -, XA SATA3 Be 3 FF
(SATA3_0: g g B 6.0 Gb/s IR IE
TE1T H12h) o =l bl & SRR N ETE R Y
(SATA3_1: SATA FHELE -
WE1T H13 1) * A% M2_1 % SATA
N [sp]
(SATA3_2: 2' n 2‘ M.2 %% 5 > SATA3_3
W 1T Ee ) & = SR -
(SATA3_3: o = *
WE 1T &1 1) ol B
(SATA3_4: E ;»5(
WE1T Hs ) o ==
(SATA3_5:
WE1T E71)
USB 2.0 1241 use PR I=EH BB 2 > USB 2.0

(9%t USB_7_8)
(MEL1T - FE17 1)
(9%t USB_13_14)
(ME1T - FEi1s 1)

PER o 54~ USB 2.0 2
AT LATRF R o

USB 3.1 Genl $/i
(19 %1 USB_11_12)
(ME1TT > FHe )

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

Vbus

IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+

GND

IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+

GND
IntA_P3_D-
IntA_P3_D+
1D

AR EE— N -
. USB 3.1 Gen1 #EfI AT
DI A e
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L AERA R TR E s
EESEEATE MR ©

TR & 552
(9%t HD_AUDIOL1)
(M1 FE221)

1. BIEEHSFIEFLIEN » (YA LAY EIIGES AT #F HDA 7 BEIER T(F »

IETEHEHAN THIF DL FETF T AL SE% 5
2 WL AC™ 97 BATEINR » IR LU AP B oS E i T A AT <

A. ¥ Mic_IN (MIC) #F| MIC2_L °
B. # Audio_R (RIN) £ OUT2_R » ¥ Audio_L (LIN) %% OUT2_L °
C. 151057 (GND) 1EEE 05 (GND) °
D. MIC_RET F] OUT_RET F/H T @B EANEINT ° HA A ZE N AC™ 97 BT
EHCEREEN]
E. ZEHFIZ 5w X+ 15F7F] Realtek FEHETNT L-HT “FrontMic™  (FIZ M)
T - “Recording Volume” (REEE) °

WU / K5 R AR A 4 5K
(4%t CHA_FAN1/WP ) FAN_SPEED FENREED « QI SIRFTEE
(MEB1TT > Had) [PCSTEED-CONTROL g 3 S R K R 0 B

TR 13 -

12 34

(4 % CHA_FAN2/WP) FANSPEEDCONTROL%

CHA_FAN_SPEED

(WE1TT F1a 1) FAN_VOLTAGE

GND

[SRNNTIS

CPU R G FANSPEED_CONTROL I MR AL 4 51 CPU KU
voLTA (FrE Nm) B2 o INRIE

(4 %t CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE
(WEF1TT B21) FTE%ERE 3 5F CPU KR »
R BRI 1-3 -

1.2 3 4
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ATX HJRFEC
(24 1 ATXPWR1)
(ME1TT Hs5)

UL ER(E 24 £ ATX
FJRREC - B 20 %
ATX HE » B4 1
FIVEHRE 13 3BT -

ATX 12V LR
(8 %1 ATX12V1)
(1T HE11)

IR 8 T ATX 12V
FEURHZCT o BEGEH] 4 51
ATX HLJE - IF I 1 AT

FHEE 5 S@EEE o
BB AT 0 1 FE A It coM1 H2MI S R R AT
(9%t comr) Uity AR o

(ME1T - HE191)

TPM
(17 %1 TPMS1)

LADO
PCIRST #

+3V
LAD3

L2 157 5F Trusted Platform
Module ({F{EFETHELE -

(W& 1T 821 ) % TPM) %5 0L R
A ~ BT ~ R AR -

TPM R4t AT LA Bygo 2%
TE RS ISR

GND
LAD1
LAD2

ans

SMB_DATA_MAIN

S_PWRDWN #

SMB_CLK_MAIN

BT o
FI RN 200 A RhroRs X — T EN S O 241
PINIT# oy N AT \
(25t LPT1) | i e gto 01 B AL
(WEFE1TT FE204) niolololo QIO olololo olo o] HEEEIFTEIN &% -
BESiemm
SPD5
SPD4
SPDSZPD3 SLCT
SPD1
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BB SR E R

AR ER AR TS B MG R ERIEEE ) B /T 11364-2006 [HLT-
BEFMIFRERFRER] B E R M TR - FUARHR & 165
FERTREENE B8 EVIRSUT B R A M ZE 25 I3 PR RS Y5k
ST E ~ =S R™ EIRE R HAR o K EALE » R AR T IR RS R
LELE—ZFR o B—R 2T N5 M E AR o kel iz
PR FIAR S 10 5 -

10

FESREYRATENBMRESERNA

FIEECT B S R EYR ST R AR R SRR » 1§ SRR DU G
K o

- HEVRS TR

B (Pb)|#R (Cd)| 7K (Hg)| 7<HTES (Cr(VI)) B IREE (PBB) % 1R %k (PBDE
ERE 5 A
pearae | C | 9| © © © ©
INEUE B IE
0T A B ° ° °

O: LA EHH EV LS EFTE BRI & = ITE /T 11363-2006 FRIEHLE
HIRBERLLT -

X: FRIZE FH EY TR DTG RIS T B & = SJ/T 11363-2006 F7 i
FERIIREEK » SZEHI T SRR HE 4 2002/95/EC FUFINE ©

ik W= ST Z MR IR - RIETE R ER BRI T -
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1 4

IR 225 B360M-HDV E il - ARG ERF > 2 &
RE (S TERT P SEEE AL o VR AL BRI AT R A R R e - e RTT S g
mi e S P EE A GE

IR EBERAENE R BIOS BLAEFTRE G ERT » AT AF A BT T + AT S T84 °
QA FEEFTIEDRL » AT EZEZAGET TG ERTIRAE » T HINER] - AT E
LBBRAARFH BT + 78 L7 (P bR i S i F BB A E B = Kt BT LL
TEHELETEFFRHTHT VGA R K CPU %5 B o ZEZAHIL hitp.//www.asrock.com.

1.1 BEASR

o HEEEB3GOM-HDV T (Micro ATX JUT)
o HEEL B3GOM-HDV Ll 228515 R

o HEE B3GOM-HDV L

o 1x1/0O mERINE

« 2xSerial ATA (SATA) EEHER (EH)

o IxBEH GEAR M2 i) GEf)



1.2 /1%

T8

CPU

IRFEIEE

BTF

Micro ATX R~F

R 8 1L Intel® Core™ JEFEEF (Socket 1151)
7% Intel® Turbo Boost 2.0 iy

Intel® B360

#3758 DDR4 2¢ {E RS i

2 x DDR4 DIMM ffi1#

S #% DDR4 2666/2400/2133 FE ECC #EAE {E0 [H 1S
BAAHMELIEREA R © 32GB

7% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15 1 Ff R HE St

« 1xPCI Express 3.0 x16 #fifi (PCIE1 : x16 f&= )*
* 3% NVMe SSD 1 R BB
« 2x PCI Express 3.0 x1 {fif#§ (Flexible PCle)

#R%ES GPU HYBRHE R F] 5 4% Intel® UHD Graphics
Built-in Visuals 5z VGA Bt}
7% Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : #&{f1 AVC ~

B360M-HDV

MVC (S3D) Sz MPEG-2 Full HW Encodel 4 Intel® 153552
BRI EERE R ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD

Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel* UHD Graphics
DirectX 12

HWA #h& / fi#2f : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 i JT.
HEVC/H.265 10 {iJT ~ VP8, VP9 8 i, JT ~ VP9 10 iLJT
( {Ef2RE ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( Ef#ZHE )
—{HE[&E /% % © D-Sub ~ DVI-D f2 HDMI
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o CTBBEAE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz fiftfr Y
HDMI

o HIREEIE 1920x1200 @ 60Hz fEHTER) DVI-D

o B R 19201200 @ 60Hz fEHTEERY) D-Sub

o ZHEMA HDMIEESRE (FHAR HDMI Bitigs) 1Y)
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) * xvYCC Jz HBR

(meEEEH)
« FiE& DVI-D K HDMI GEERAY HDCP
o SHE{#F HDMI E R T 4K Ultra HD (UHD) &/

« 7.1 CH HD % (Realtek ALC887 & #TUiEERS )
* EEEE 7.1 CH HD Bl » /AR HD iR & -
W A BREFE SRR 2 BB & A EE -

o TIRZEWIRE

« ELNA ZHEHER

I
g

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o SRR
o IRERFERE
o 7% Energy Efficient Ethernet 802.3az
« 1% PXE

&R 1/0 o 1xPS/2 ¥ E /B pER
o 1x D-Sub ;EEEH
« 1xDVI-D i#fEE
« 1 x HDMI ;EiEE
o 2xUSB2.0 HEHR (IFEHERE)
o 4xUSB 3.1 Gen2 Type-A 5#fZIH (10 Gb/s)
+ 1xRJ-45 LAN H#8 > & LED (ACT/LINK LED [
SPEED LED)
« HD EilddEfL : FRE&HA R EMIV 285w

BERE + 6xSATA3 6.0 Gb/s #5H » 3K NCQ ~ AHCI f¢ TEME ] *
* T M2_1 By SATA FHAUR) M2 B8 B (G - f5e e
SATA3_3 °
o 1x Ultra M.2 fiFE (M2_1) » %$% M Key
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fE#HEL M.2 PCI
Express 154 (5% 5 A3# Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHAY
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#5R

BIOS IDEE

4% Intel® Optane™ $1iif
> 4% NVMe SSD 1E B RGRE
o S EREERE U2 B

o 1 x GlIFEEREET
« 1x COM ;EEHEHES
« 1xTPM BESf
o 1 x BRI RV \BEST
1 x CPU [l 7 #2538 (4-pin)
* CPU B EZBE S 15 i 1A (12W) EURIHZRE CPU El °
o 2 x B/ OKI B B R0E (4-pin)  (CRF R o e e
1))
BTk B U R S R A = 2A (24W) JEUR THZRI
K AR e
* Q15 3-pin 3 4-pin AR - 7] EEHEH CHA_
FAN1/WP F[l CHA_FAN2/WP °
o 1x24 pin ATX ZEJR#EH
o 1x8pin 12V ZEJFEH
o 1 x BTN S ATdETE
o 2xUSB2.0 BESE (4% 4 [ USB 2.0 8R )  ({EEFE
Ri&)
« 1xUSB3.1 Genl HE#l (3Z4% 2 {1 USB 3.1 Genl JHFFER )
(HIREFENRE)

« AMI UEFI Legal BIOS &% 38 GUI (1%

« ACPI 6.0 FF& 1R B 8Bk

« 1% SMBIOS 2.7

« CPU ~ GT_CPU ~ DRAM -~ PCH 1.05V &% &

o EFRYE © CPU ~ B OKim B U

o FEGREGHEET © CPU ~ Bk OKin BUH R

o BREEE (K CPU IR B BhRHELHERR M R )
CPU ~ 13 /7K B AU

o BE% ESETE : CPU ~ B OKin B EUR

o HRARBARUAT

o BEEEPE : 412V > 45V~ 433V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
PCH 1.05V

B360M-HDV

131



132

EL R o Microsoft® Windows® 10 64-bit

REg « FCC~ CE
« ErP/EuP ready (ZHELfifi ErP/EuP ready ZEHLIER)

* UIFFEARGEE R o+ 7 L FHAPIHIREGS ¢+ http.//www.asrock.com

A TELTEE + TR AR » Hrt 1570 BIOS HRE ~ HEFTE

BRI RGN T B - G TR BT MR,  HE T
BT TR AT ERS % - (EE T ASEARIB RS - Fl ST
BB AT A -



B360M-HDV

1.3 BRERTE

El ISR E R T 20 - B BRIEE R L - BBk THERE ) - B
HEERIE SRS L - RZBkA Ay THIRL -

== -

o W

Short Open
1B CMOS Bk %« 1R CMOS

(CLRCMOSI1) BARY : THEY

AHBHE 1 H - ok
1i ’ BiZE 1 51 - 2-pin B

fRIF A CLRCMOS1 /ERR CMOS HIHIE L - CMOS HIFE BHE & Rftak € &
o AAAEENS ~ BB~ I BRI E 2 o B S PR B A 2
THRRARTE » AR CRAPHEEMSEE R B i N BEIRAR - AR kT 2 CLRCMOSI
FRETRERE KT 3 8 o BEFRAD © BALTEIEER CMOS 12 HT FBkRE - HIEH
TEBE3T BIOS 1% 7 ANNEER CMOS » RILWESE ERTRUEN R » A TIE PR
CMOS B ERIFALE

HHESR CMOS + AIREET (A FIEERFARY - aan s BIOS 200 NEFREEl + 1F
BRIERTEER 7 IR AT AR ©
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1.4 WREHFETRZEE

BN ey
(9-pin PANEL1)

(

é WEHEE RATIAEETRBR © s T ARG B TEAG LB RIZETAL © HFBLARIE

E:-i-:ﬁ

AR =

]

ETEGERT R L » Rl LRIOK A 7148 -

AR RN AT RO 2R
i LRI %
I~ ERRIEHLECRAR
ARAEFE T R E I
HEE o TEEEAEIRZ
AIEHIERIE &R -

BE 1 H &5k 15)

PURBIN ( & #fedz) :
BT LA RN © 1TR] Z0E (E/7 AR R A AT A Y 772 @

RESET ( £ 3t #42 ) ©
PR R AT LA EZRIZHL o BN e A AL B TIE  EATRE) » # T Had izl
FlIR] EFT B ENR -

PLED ( % 2 /% LED) :

B RGRATEIR LA TARESETAE o RHLLETEE(EIF » M LED 72t o RAE
A $1/53 FEEIREERF » LED @FFBAE o FAEA S4 HERRINEESCEASE (S5) #F » LED
ETAE -

HDLED ( A gt;z# LED) -

R ERGRATETR_EATIEREIZE) LED ° (B IE RN BAEHINF » LED @I

B BRI BT 5 ] o BUIETHRAR A 2R I FE I Al ~ Attt ~ "B
LED ~ BEIEEE) LED ~ W REAIIEEHARL o FFER pT AR AL B R I P » 75
TEE MR KA IR EF IERETATT



TR 8 B IRV \HES T
(7-pin SPK_CI1)
(HZMF 1 5 - #W9F 16)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
5

elle)(e)

|
SIGNAL

GND

DUMMY

AR IR LED
R e 2 22 P
e

Serial ATA3 #Z5H
(SATA3_0:

A2EELHE R 12)
(SATA3_1:

AZ2EELHE W 13)
(SATA3_2:

AR2EELE R
(SATA3_3:

AZEE 1 HE  HRE10)
(SATA3_4:
H2HEE1HE
(SATA3_5:
E2EE 1 E W 7)

A% 8)

SATA3 5
[ —
[——1
SATA3 4

I—]

SATA3_1 SATA3_3

SATA3_0 SATA3_2
I——]

I——1
I—1]

35 /5HH SATA3 HEEEYE
TIENERTFAEER
SATA BRHERR - &
AL 6.0 Gb/s BR}
{Ei@zs o

* 5 M2_1 By SATA
R M2 SEEAE -
HEr{FH SATA3 3 ©

USB 2.0 HEgt
(9-pin USB_7_8)
(GEZRHE1E » W9 17)
(9-pin USB_13_14)
(FEZRE 1 E » W98 18)

USB_PWR
P-

FEHR - EET
fH USB 2.0 BESt o &
USB 2.0 #ESHE AT 2
TR {E R o

USB 3.1 Gen1 gt
(19-pin USB_11_12)
(GE2HME1HE - W%t e)

Vbus

Vbus IntA_P3_SSRX-
IntA_P2_SSRX- IntA_P3_SSRX+
IntA_P2_SSRX+ GND

GND IntA_P3_SSTX-
IntA_P2_SSTX- IntA_P3_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ GND

GND IntA_P3_D-

IntA_P2_D- IntA_P3_D+
IntA_P2_D+ D

1350l = [ 5
It USB 3.1 Gen1 HESHE
A SCER A EE R o

B360M-HDV
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At E A
(9-pin HD_AUDIOL1 )
(FEZBRE 1 H » w5 22)

AHERFEH H
LR R E -

Q L. ERETE B B R E S METIE W (Jack Sensing) + BB [-HTETHAR AL
JH¢ 1% HDA 7 BEIFREE(F o iF KA F IR R F MR LIER
2. HEEH AC 97 BRI » AR LI T AP BR 2 4 R e afldEr
A. 5 Mic_IN (MIC) £ MIC2_L °
B. /% Audio_R (RIN) £ OUT2_R A/ Audio_L (LIN) ###% OUT2_L °
C. f55] (GND) H#HE #eHl (GND) °
D. MIC_RET J OUT_RET (#{# HD E7AERIEH o BAFEEAC 97 Eifl

LB -

E. F7 BB FTFIZ /A » G Realtek FEHENR YT FrontMic) FFa7A %

[HREHR] -

TER K B L 25
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(FEZHE1HE > Wi 4)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FEZEE 1 H - fwiE 14)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[EENRTES

AR G P
4-Pin KGR ER
BEOH o G
3-Pin BFKBEE -
HEE Pin1-3°

CPU Jil 455
(4-pin CPU_FAN1)
(GEZHFE1E > w5 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

AL BEMHL i 4-Pin
CPU fllE (Faf
&) U o HIEEE
SE % 3-Pin CPU [ »
HEEPin1-3 e



B360M-HDV

ATX E{FHE e 7 BRI i —
(24-pin ATXPWRI1 ) 24-pin ATX EIFE
(EBHE1E 5 5E o FEH 20-pin

ATX R LERS - 55

VI fHA Pin1 fz Pin 13 ©
ATX 12V FEJFE20H fe—— BN L i
(8-pin ATX12V1) %%%% 8-pin ATX 12V Ef
(GEBRE L H > Y1) 2 1 508 o FHELH 4-pin

ATX BIRHLIES > 36
A Pin1 2 Pin5 °

Froldfzaist It coM1 HrEt SR
(9-pin COM1) B EFIRAEA o

(FE2HEE 1 H - 89 19)

TPM Hrt 3 RS (ST B AR

(17-pin TPMS1) (TPM) A#fE » ATHECREETE
(GEBMFE 1 E > E521) % U S WOEE  BERE
BlE%2% o TPM R thhsin

PCIRST #

SEEESSEES (uEmvcR - (REMITE S
S L MEEETATRE-
2t
SE S B R E e
PINIT#
(25-pin LPT1) | (\j Pl oe o IEFIAE » ATS
(FEZEE 1 H » 79 20) 1‘@ QIQlOIQlOIQ ololololo o] {HENFRRSEE T -
RESETN
SPD5 BUSY.
SPD4 PE
SPDSIPDSQPDs SLCT
SPDO
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-8 Intel® Core™ (Soket 1151)
Mendukung Teknologi Intel” Turbo Boost 2.0

Intel® B360

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot DIMM DDR4

Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

Kapasitas maksimum memori sistem: 32GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

+ 1xSlot PCI Express 3.0 x16 (PCIEL: x16 mode)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 2xslot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Mendukung Intel* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

DirectX 12

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya Decode),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI



B360M-HDV

+ Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

+ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

+ Mendukung HDCP dengan port DVI-D dan HDMI

+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI

Audio « Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC887 Audio Codec)
* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel
depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus
diaktifkan melalui driver audio.
+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
» ELNA Audio Caps

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Mendukung Wake-On-LAN
+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
+ Mendukung PXE

1/0 Panel + 1 xPort Mouse/Keyboard PS/2
Belakang « 1xPort D-Sub
« 1xPort DVI-D
« 1x Port HDMI
+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 4xPort USB 3.1 Gen2 Type-A (10 Gb/s)
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
- Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon
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Penyimpanan

Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

+ 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug*

* Jika M2_1 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_3 akan dinonaktifkan.

1 Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Teknologi Intel® Optane™
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

+ 1x Header Port Printer
+ 1x Header Port COM
+ 1x Header TPM
+ 1 x Intrusi Sasis dan Header Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 2 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP dan CHA_FAN2/WP dapat mendeteksi otomatis
jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
1 x Konektor Daya ATX 24 pin
+ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
1 x Konektor Audio Panel Depan
+ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 1xHeader USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

+ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Dukungan SMBIOS 2. 7

« Penyesuaian Multivoltase CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V

+ Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
« Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
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« Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Pompa Air

«+ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air

+ Deteksi CASE OPEN

+ Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,

PCH 1,05V
oS « Microsoft® Windows® 10 64-bit
Sertifikasi - FCC,CE

+ Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock B360M-HDV, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczng

kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukgje,

spefniajacg zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i

wytrzymatosci.

tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek modyfik-
acji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie internetowej ASRock, bez
dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej ptyty glownej,
nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu.
Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych
CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zostac zaktualizowane, zawartosé

1.1 Zawartos¢ opakowania

.

.

.

Plyta gléwna ASRock B360M-HDV (Wspolczynnik ksztattu Micro ATX)
Skrécona instrukcja instalacji ASRock B360M-HDV

Pomocnicza plyta CD ASRock B360M-HDV

1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

1 x $ruba do gniazda M.2 (Opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Micro ATX

Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga 89 generacji procesoréw Intel® Core™ (Socket 1151)
Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B360

Technologia pamieci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 DIMM

Obstuga pamigci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamigé
niebuforowana

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 32GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15 poztacane styki w gniazdach DIMM

+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x16)*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
« 2 x gniazda PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére majg zintegrowane GPU.
Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel, Intel®
InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™,
grafika Intel® UHD

DirectX 12

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (tylko
dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko dekodowanie)
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Audio .

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoécia do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany monitor
zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP z portami DVI-D i HDMI

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI

Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC887)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

LAN .
Tylny panel .
Wejscia/ .
Wyjscia .
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Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nasadki audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
Obstuga PXE

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 3.1 Gen2 typu A (10 Gb/s)

1 x porty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni /
Mikrofon
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Przechowy-
wanie

Zikacze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

+ 6 xzfgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug*
* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_3.

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

** Obstuga technologii Intel® Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

+ 1x zlcze glowkowe portu drukarki
+ 1 xzlgcze gtéwkowe portu COM
+ 1 x zfacze gléwkowe TPM
+ 1xzlacze gléwkowe naruszenia obudowy i glosnika
+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* ZYacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 2 x zfacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* ZYacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP i CHA_FAN2/WP moze automatycznie
wykrywag, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zfgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlacze audio na panelu przednim
2 x zlacza gtowkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1x porty gtéwkowe USB 3.1 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.1
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wiele regulacji napigecia CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1,05V

+ Wykrywanie temperatury: CPU, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

- Obrotomierz wentylatora: CPU, wentylatory obudowy/pompy
wodnej
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System
operacyjny

Certyfikaty

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, wentyla-
tory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, wen-
tylatory obudowy/pompy wodnej

Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE

Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z

gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic¢ naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
A ustawiett w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywaé na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-

towywaniem.



1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

o W

B360M-HDV

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS pamieci CMOS

2-pinowa zworka . ,
(CLRCMOSI) Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 11)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date,
czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usunigcia i zresetowania parametréw
systemu do ustawient domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewod zasilajacy, a
nastepnie uzyj nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI1. Nalezy
pamietac, aby po usunieciu danych z pamigci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli
wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS,
przed rozpoczgciem usuwania danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomié
system, a nastepnie wylaczy¢ go.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu narusze-

Q Po usunieciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
nia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne zfacza

Wbudowane zlgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
A zworek nad tymi zlgczami gléwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami

gléwkowymi i ztgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty gléwnej.

Zkacze gtéwkowe na pane-
lu systemu

(9-pinowe PANELL)
(sprawdz s.1, Nr 15)

Do tego zlacza gtowkowego
mozna podlacza¢ przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej.
Przed podtaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw

plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposob wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie sktada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego ztgcza glowkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodow
i pinow.
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Zlacze gtowkowe SPEAKER Podlacz to tego zfacza
naruszenia obudowy i DUNEI)I\;Jy MY glowkowego diod¢ LED
gloénika sV | | zasilania obudowy i glo$nik
(7-pinowe SPK_CI1) 1000 obudowy .
(sprawdz s.1, Nr 16) SIGNAI«L |

GND

DUMMY

Zkacza Serial ATA3 © 1 E Y Te sze$¢ zlaczy SATA3
(SATA3_0: g g obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 12) 5, = (7() dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_1: pamieci z szybkoscig transferu
sprawdz s.1, Nr 13) danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: :| [ :' * Jesli gniazdo M2_1 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 9) E I- E przez urzadzenie M.2 typu
(SATA3_3: 0 =li=ln SATA, zostanie wylaczone
sprawdz s.1, Nr 10) 2| 3 i ;| SATA3_3.
(SATA3_4: = I_ |_ =
sprawdz s.1, Nr 8) ol lE S
(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 7)
Z¥acza gtowkowe USB 2.0 Use_PWR Na tej plycie gléwnej znajduja

(9-pinowe USB_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 17)
(9-pinowe USB_13_14)
(sprawdz s.1, Nr 18)

sie dwa ztacza gtéwkowe USB
2.0. Kazde zlacze glowkowe
USB 2.0 moze obstugiwaé dwa

porty.

Ztacza glowkowe USB 3.1
Genl

(19-pinowe USB_11_12)
(sprawdz s.1, Nr 6)

IntA_P2_SSRX-

IntA_P2_SSTX-

Vbus.

Vbus IntA_P3_SSRX-
IntA_P3_SSRX+
IntA_P2_SSRX+ GND
GND IntA_P3_SSTX-
IntA_P3_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ GND
GND IntA_P3_D-
IntA_P2_D- IntA_P3_D+
IntA_P2_D+ D

Na tej plycie gléwnej znajduje
sie jedno ztacze gtowkowe. To
zfacze glowkowe USB 3.1 Genl

moze obstugiwaé dwa porty.
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Zkacze gtéwkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

®

To ztacze gléwkowe stuzy do
podtaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidtowo

przewdd panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykona instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowa¢ w zlgczu gléwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z}acza [wentylatora GND Ta plyta gtéwna udostepnia

pompy wodnej obudowy FAN_SPEED
(4-pinowe CHA_FAN1/

FAN_VOLTAGE .
dwa 4-pinowe ztgcza obudowy

FAN_SPEED_CONTROL .
wentylatora chlodzenia

WP) wodnego . Jesli planowane

(sprawdz s.1, Nr 4) e jest podlaczenie 3-pinowego
FAN_SPEED_CONTROL 4 wentylatora chlodzenia

CHA_FAN_SPEED 3

(4-pinowe CHA_FAN2/ FAN-voLTAGE 2 wodnego obudowy, nalezy je

WP) podtaczy¢ do pindw 1-3.

(sprawdz s.1, Nr 14)

Zacze wentylatora CPU FAN_SPEED_CONTROL Ta plyta gtéwna udostepnia

(4-pinowe CPU_FANT1) FAN_VOLTAGE
(sprawdz s.1, Nr 2)

CPU_FAN_SPEED

4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie

1.2 34

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw
1-3.



ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 5)

B360M-HDV

Ta plyta gtowna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V

(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy
podtaczy¢ je wzdtuz pinu 1 i

pinu 5.

RRXD1
Zacze gtowkowe portu

szeregowego
(9-pinowe COM1) !
(sprawdz s.1, Nr 19)

DDCD#1

To ztgcze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

Ztycze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMSI)
(sprawdz s.1, Nr 21)

GND
+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME

PCICLK

i

To zlacze obstuguje system Trusted
Platform Module (TPM), ktéry
moze bezpiecznie przechowywac
klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta i

2522858222
Ces6gss<0 .
g g PN dane. System TPM pomaga takze
g5
H 53 . . . .
o 2. E‘ w zwigkszeniu zabezpieczenia
’ sieci, ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.
ERROR#
ZYacze gtéwkowe portu ""N”“ ) Jest to interfejs portu kabla
Il
[¢)

drukarki
(25-pinowe LPT1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

BUSY.
Ser urzadzenia drukujacego.

drukarki umozliwiajacy
wygodne podigczenie
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY
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(@
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Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : B360M-HDV
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B360M-HDYV / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

X EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [J EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
X CE marking

(EU conformity marking)

3

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

v

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
March 9,2018
(Date)

P/N: 15G062081000AK V1.0
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